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Sechskantschraube mit niedrigem Kopf M2,5 x 6 mm - Schwarz |
Vis a téte hexagonale fine M2,5 x 6 mm - noire |
Tornillo de cabeza hexagonal fina M2,5 x 6 mm - negro |
Vite a testa esagonale bassa M2,5 x 6 mm - nera |
Parafuso de cabega sextavada fina M2,5 x 6 mm - preto |
AETELIEL M2.5 x 6m - B |
AAWEL D M2.5x6mm, RE | K2 SF20{2| LIAFM2.5x6mm -S4 |
BMHT C TOHKOW LUECTUIPaHHOMN ronoekoi M2,5 x 6 MM = YEpHbIA

Innensechskantschliissel 2,5 mm | Clé Allen 2,5 mm |
Llave Allen de 2,5 mm | Chiave a brugola da 2,5 mm |
Chave Allen de 2,5 mm | K7 RIRF 2.5 BK|
ALY F2.5mm| S WX 25mm|
LiecTUrpaHHbIVi KNloY .5 MM

MOUNTING MATERIAL

WE

Sechskantmutter DIN934 M2,5 - Schwarz|
Ecrou hexagonal DIN934 M2,5 - noir |
Tuerca hexagonal DIN934 M2,5 - negra |
Dado esagonale DIN934 M2,5 - nero |
Porca sextavada DIN934 M2,5 - preta |
7RIS DIN934 M2.5 - B |
737 v b DIN934 M2.5- R |
2} {E DIN934M25- 53 |
LWecTurpanHas raitka DIN934 M2,5 - yuépHasn

4,00

Sechskantschraube mit niedrigem Kopf M2,5 x 4 mm - Schwarz |
Vis a téte hexagonale fine M2,5 x 4 mm - noire |
Tornillo de cabeza hexagonal fina M2,5 x 4 mm - negro |
Vite a testa esagonale bassa M2,5 x4 mm-nera|

Parafuso de cabeca sextavada fina M2,5 x 4 mm - preto |

FAELIRE M2.5 x 4mm, BE | ABEES S M2.5x4amm - 2|
|2} gr2 02| LAF M2.5 x4amm - E3 |

BMHT C TOHKOW LUECTUrPaHHO rONOBKOM M2,5 X 4 MM — U&pHbIA

TOOLS PROVIDED

Innensechskantschliissel 1,5 mm | CIé Allen 1,5 mm |
Llave Allen de 1,5 mm | Chiave a brugola da 1,5 mm |
Chave Allen de 1,5 mm | I7f{RF 1.5 K|
ALY F 1.5mm| {2 WX 1.5mm|
LUecTurpaHHbIii KoY 1,5 MM

N

Innensechskantschliissel 2 mm | CIé Allen 2mm |
Llave Allen de 2 mm | Chiave a brugolada 2 mm |
Chave Allen de 2 mm | FI7f1RF 2 2K |
ARLYF2mm| SZ WA 2mm|
LecTuUrpaHHbIN K04 2 MM

M2,5 Polyamid-Unterlegscheibe |
Rondelle en polyamide M2,5 |
Arandela de poliamida M2,5 |
Rondella in poliammide M2,5 |

Arruela de poliamida M2,5 |
M2.5 BERRIRHE IM25 RUPS KD v v—|
M2.5 E2(0t0| = o4M |
MonnamupHas waitba M2,5

7N\

Innensechskantschliissel 8 mm | Clé Allen 8 mm |
Llave Allen de 8 mm | Chiave a brugola da 8 mm |
Chave Allen de 8 mm | 7N RiRF 8 X |
ARLYF8mm|SZ WAl 8mm|
LUecTuUrpaHHbIi KoY 8 MM

Paar Latexhandschuhe | Paire de gants en latex| Par de guantes de lstex |
Paio di guanti in lattice | Par de luvas de lstex | —ELEXFE |
ST v o AFE 48| 2t A FY 8 HY | Napa natexcHbix nepyatok
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INCLUDED TIM (THERMAL &
INTERFACE MATERIAL):




EN 19 -31
FR 32-44
T 45 -57
BS 58-70
PT 71-83
CN 84 -96
L 97-109
KR 110-122
RU 123-135
Duronaut ... 137-138

Putty ... 139
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Benutzerhandbuch

Der DeltaMate GPU Block - ROG Astral RTX 5090 erfordert eine Montage und
wird fur die Verwendung und Montage durch erfahrene Anwender empfohlen.
Es wird empfohlen, die Montageanleitung sorgfaltig zu lesen.

NICHT in Verbindung mit Wasserkuhlungsteilen aus Aluminium verwenden, z. B. Radiatoren mit
Aluminiumrohren!

Wir empfehlen geeignete Kuhlflussigkeiten, die Biozid und Korrosionsinhibitoren enthalten und
frei von Partikeln sind, die den Wasserfluss einschranken oder den Kreislauf verstopfen konnten.

Bitte beachten Sie die online aufgefUhrten Garantiebedingungen.

Bei Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport unter
support@thermal-grizzly.com. .
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Produktabmessungen und Planung des
individuellen Wasserkuhlkreislaufs

Der DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black GPU Wasserkuhlblock verfligt Gber eine integrierte Abstandshalter-Platine (oder
.Dummy"-Platine), genannt ,The Oracle”-PCB, die exakt an die Form der Platine der ROG Astral RTX 5090 Grafikkarte angepasst ist.
Thermal Grizzly empfiehlt, den WasserkUhlblock direkt aus der Verpackung (mit installierter Dummy-Platine) zu verwenden, um die
Planung des individuellen WasserkUhlkreislaufs zu erleichtern. Diese Methode tragt dazu bei, die korrekte Ausrichtung und Passform
vor jeglicher Demontage sicherzustellen und vereinfacht den Einrichtungsprozess lhres individuellen Kihlkreislaufs.
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Vollstdndig montierte Produktabmessungen und Positionen der Anschlisse.




Vorbereitung fur die Montage des Wasserblocks

Entfernen des Standardkuhlers

Vor der Installation des DeltaMate ROG
Astral RTX 5090 Black GPU Wasserkiihlb-
locks muss die Grafikkarte vorsichtig
demontiert werden, indem die originale
Backplate, die Halteklammer auf der Rick-
seite des Chips, die I/0-Blende und der
Standardkuhler durch Lésen aller Befesti-
gungsschrauben entfernt werden. Trennen
Sie alle Steckverbindungen behutsam, um
Beschadigungen an Kabeln oder AnschlUs-
sen zu vermeiden. Wir empfehlen, diesen
Vorgang auf einer sauberen, weichen und
ebenen Oberflache durchzuftihren, um
versehentliche Schaden an der Grafikkarte
oder ihren Komponenten zu verhindern.

—/\

Wichtig: Wir raten dringend zu einer
langsamen und vorsichtigen Trennung
von Backplate und StandardkUhler, da
das Warmeleitmaterial (TIM) Zeit bend-
tigt, um sich allmahlich von den
Komponenten zu l6sen.

UberméBige Kraftanwendung kann die
Grafikkarte beschadigen.

Reinigen Sie den GPU-Die und alle Kontaktflachen grindlich mit einem sicheren,
nicht scheuernden Reinigungsmittel, um Rucksténde des TIM zu entfernen.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, ist lhre Grafikkarte vollstandig fur die
Installation des Wasserkuhlblocks vorbereitet.

Bewahren Sie alle bei der Demontage entfernten Schrauben geordnet auf.

Wir empfehlen auBerdem, den Standardkihler mit dem ,The Oracle”"-PCB von
Thermal Grizzly wieder zusammenzubauen, da diese nach der Installation des
WasserkUhlblocks nicht mehr benotigt wird.



Montage des Wasserblocks

Vorbereiten des DeltaMate ROG Astral RTX Y DIN7991 M2,5 x 8mm Schraube
5090 Black GPU Wasserkuhlblocks i - /

? i _ 1 | ? i Backplate

Fur diesen Schritt

bendtigen Sie: "The Oracle"

Losen Sie acht (8) DIN7991 M2.5 x 8 mm Schrauben, um die Backplate zusammen mit dem ,The Oracle"-PCB zu entfernen. Lésen Sie
auBerdem drei (3) DIN7991 M2.5 x 8 mm Schrauben, um die Ersatz-I/O-Blende zu entfernen. Bewahren Sie alle Schrauben und
Komponenten auf, da diese in spateren Montageschritten bendtigt werden.

"The Oracle"

Um einen sicheren Versand des WasserkUhlblocks zu gewahrleisten, hat Thermal Grizzly das ,The Oracle"-PCB beigelegt. Diese ist
exakt an die Form der kompatiblen Grafikkartenplatine angepasst und kann zur praktischen Aufbewahrung mit dem demontierten
Standardkuhler wieder zusammengebaut werden.

.The Oracle" bietet auBerdem wertvolle Informationen, darunter:

m Referenz im MaBstab 1:1 flr die Platzierung der Warmeleitpads, einschlieRlich Positionen und erforderlicher Dicke.

B Detaillierte Angaben zu Schrauben- und Gewindepositionen flir eine prazise Montage.

B Eine Hommage an Innovation — mit den Namen der Personen, die zur Entstehung dieses Produkts beigetragen haben.

Die Informationen auf ,The Oracle” werden in den kommenden Montageschritten besonders nitzlich sein und helfen, einen
reibungslosen und préazisen Installationsprozess sicherzustellen. 10



Anbringen der Warmeleitpads und Warmeleitpaste — Wasserkuhlblock-Seite

Der GPU-Wasserkuhlblock enthélt Warmeleitpads, die zurechtgeschnitten und fur eine optimale Leistung korrekt positioniert

werden mussen. Siehe das Bildschema als Referenz fUr die Positionierung der Pads.
Wichtig: Entfernen Sie vor dem Anbringen die Schutzfolie von beiden Seiten jedes Warmeleitpads.

Tipp: Die Warmeleitpads sind nach Dicke sortiert und verpackt. Wir empfehlen, ,The Oracle” als Referenzhilfe zu verwenden, um eine
prazise Platzierung der Pads sicherzustellen.
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Verwendung von TG Putty Advance

Als Alternative zu Warmeleitpads stellt
Thermal Grizzly auch TG Putty Advance
zur Verfugung. Die Menge reicht aus,
um die VRAM-Komponenten auf der
Seite des WasserkUhlblocks vollstan-
dig abzudecken.

Verwenden Sie die mitgelieferten
Handschuhe und den TG Spatula oder
TG Spatula Pro, um die Warmeleitmas-
se vorsichtig und gleichmaRig auf den
Oberflachen der VRAM-Komponenten
zu verteilen, um eine optimale Leistung
zu gewahrleisten. Weitere Details zu TG
Putty Advance finden Sie in den dem
Produkt beiliegenden HandbUchern.




Auftragen der Warmeleitpaste
””””””””””””””””” Thermal Grizzly hat Ihnen mehr als ausreichend hochwertige TG Duronaut-Warmeleitpaste
zur Verfligung gestellt. Tragen Sie diese gleichmaBig auf die IHS-Flache des Wasserklhlb-
locks auf und verwenden Sie dazu den TG Spatula oder vorzugsweise den TG Spatula Pro,
um die Paste vorsichtig und langsam Uber die gesamte Oberflache zu verteilen.

Flr diesen Schritt
bendtigen Sie:

Wichtig: Die Schicht der Warmeleitpaste muss dinn und gleichmaBig sein. Eine zu dicke
oder ungleichmaBige Auftragung kann zu LeistungseinbuBen fuhren.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6,5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6,5x107 x1-FET x1

1x TG Spatula

Thermal Pad
16 x55x 1 -VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
6,5x97 x1-FETx12

Thermal Pad
16x13,5x1-VRAMX1

Thermal Pad
6,5x107 x1-FETx1



Montage des GPU-Kuhlers

Fur diesen Schritt
bendtigen Sie:

~

Tx Innensechskantschlissel 1,5 mm

M2.50

7!

00mm

4

7x Sechskantschraube mit 3
niedrigem Kopf M2,5 x 4 mm, Schwarz I

Bevor Sie fortfahren, Uberprifen Sie nochmals sorgfaltig, ob die Warmeleitpads und die
Warmeleitpaste korrekt angebracht wurden. Positionieren Sie das PCB auf dem
Wasserkiihlblock, und stellen Sie sicher, dass die Montagebohrungen des PCBs mit den
Bohrungen des Wasserkiihlblocks (bereinstimmen. Uben Sie beim Anbringen des PCBs
keinen iiberméBigen Druck aus.

Verwenden Sie sieben (7) M2,5-Polyamid-Unterlegscheiben und M25 x 4 mm
Schrauben, um dias PCB am Wasserkuhlblock zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben mit
dem 1,5 mm Innensechskantschliissel fest.

Wichtig: Beginnen Sie damit, zuerst die Schrauben um den GPU-Die herum festzuzie-
hen, und folgen Sie dabei der in der beiliegenden Abbildung angegebenen Reihenfolge.

13



Montage der I/O-Blende
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1x Innensechskant- 1x Sechskantschraube mit
schlissel 1,5 mm niedrigem Kopf M2,5 x 4 mm, Schwarz

E— 0D

\IQ‘CD
1x M2,5 Polyamid- 1x Sechskantschraube mit 1x Sechskantmutter
Unterlegscheibe niedrigem Kopf M2,5 x 6 mm, Schwarz DIN934 M2,5, Schwarz

Positionieren Sie die zuvor entfernte
1/0-Blende wie in der Abbildung
dargestellt und befestigen Sie sie mit
dem 1,5-mm-Innensechskant-
schlissel sowie den drei (3) zuvor
entfernten DIN7991 M2,5 x 8 mm
Schrauben.

Befestigen Sie auBerdem die Blende
am PCB mit einer M2,5 x 4 mm
Schraube und einer Kombination aus
einer DIN934 M2,5-Mutter, einer
M2,5-Polyamid-Unterlegscheibe
und einer M2,5 x 6 mm Schraube, wie
in der Abbildung dargestellt.

M2,5 Polyamid-Unterlegscheibe

M2,5 x 4mm Schraube

DIN7991 M2,5 x 8mm Schraube

Sechskantmutter DIN934 M2,5, Schwarz




Anbringen der Warmeleitpads — Backplate-Seite

Der GPU-WasserkUhlblock enthalt Warmeleitpads, die auf die passende GroBe zugeschnitten und anschlieBend korrekt positioniert

werden mussen, um eine optimale Leistung zu gewéhrleisten. Siehe das Bildschema als Referenz fur die Positionierung der Pads.
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Anbringen der Warmeleitpads — Backplate-Seite

Wichtig: Entfernen Sie vor dem Anbringen die Schutzfolie von beiden Seiten jedes Warmeleitpads.
Tipp: Die Warmeleitpads sind nach Dicke sortiert und verpackt. Wir empfehlen, ,The Oracle” als Referenzhilfe zu verwenden, um
eine prézise Platzierung der Pads sicherzustellen.

Thermal Pad

6,5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1,5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x1,5-VRAM x4

Thermal Pad
6,5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13,5%x1,5-VRAM x1




Montage der Backplate

FuUr diesen Schritt
bendtigen Sie:

Stellen Sie sicher, dass die Warmeleitpads korrekt positioniert sind, und setzen Sie
dann die Backplate vorsichtig auf das PCB. Richten Sie die Bohrungen der Backplate
an den entsprechenden Bohrungen des PCBs aus.

entfernten DIN7991 M2,5 x 8 mm Schrauben, um die Backplate zu befestigen.
Ziehen Sie die Schrauben dabei in einem diagonalen Muster an.

Wichtig: Wenden Sie beim Anziehen der Schrauben keine UbermaBige Kraft an!

i Verwenden Sie den 1,5-mm-Innensechskantschliissel und die acht (8) zuvor




Zusatzliche Hinweise

Anschliisse und Kanéle: Beide Anschlisse am Terminal missen verwendet werden, wenn der Wasserkuhlblock in den Kreislauf
eingebaut ist. Achten Sie fur eine optimale Leistung darauf, dass Einlass- und Auslasskanale korrekt verbunden sind.

D-RGB-Strip: Stecken Sie den 3-Pin-Stecker des D-RGB-Strips in den D-RGB-Header auf dem Mainboard oder in eine alternative
Anschlussmoglichkeit. Die Pin-Belegung des Headers ist wie folgt: +5V, Digital, Leer, Ground.

Falls Sie die LED nicht nutzen mochten, kdnnen Sie das Kabel biindig am GPU-Block abschneiden, anstatt das gesamte Produkt zu
zerlegen. Anderungen am RGB-Strip und deren Kabel — einschlieBlich bewusstem Kuirzen, Verlangern oder Abschneiden —
beeintrachtigen die Garantie fur den Rest des Produkts nicht.

Handhabung des Wasserkiihlblocks: Die Grafikkarte mit installiertem WasserkUhlblock ist schwerer als zuvor. Bauen Sie sie
vorsichtig in Ihr PC-Gehause ein, achten Sie darauf, dass sie korrekt positioniert ist und sicher im PCI-Express-Steckplatz sitzt.

Dichtigkeitstest: Vor dem Betrieb des WasserkUhlkreislaufs und dem Einschalten des PCs empfehlen wir, einen Dichtigkeitstest
durchzufuihren. Fullen Sie den Wasserkuhlkreislauf und prifen Sie auf eventuelle Leckagen. Legen Sie zur besseren Erkennung
trockene Papiertlicher um den Kreislauf. SchlieRen Sie die Pumpe an eine externe Stromquelle an und betreiben Sie nur die Pumpe,
ohne andere PC-Komponenten einzuschalten. Lassen Sie die Pumpe laufen, um die Wasserkihlkomponenten zu flllen, und
Uberprufen Sie insbesondere die AnschlUsse auf Undichtigkeiten. Tritt eine Undichtigkeit auf, entleeren Sie den Kreislauf, beheben Sie
das Problem und wiederholen Sie den Test, bevor Sie fortfahren. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vollstédndig trocken sind,
bevor Sie den PC einschalten, um Schaden zu vermeiden.

Zusétzliche Werkzeuge und Anweisungen zur Demontage: Wir haben lhnen zusétzliches Werkzeug zur Demontage des
WasserkUhlblocks beigelegt. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um keine Komponenten zu beschadigen — insbesondere die
Glasabdeckung. Bewahren Sie alle Teile bei der Demontage sorgféltig auf und verwenden Sie sie beim erneuten Zusammenbau in
derselben Weise wie zuvor. Ersetzen Sie beim erneuten Einbau der Grafikkarte unbedingt alle Warmeleitpads und die
Waérmeleitpaste vollstandig. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an den Thermal-Grizzly-Support.

18



EN

User Manual

The DeltaMate GPU Block - ROG Astral RTX 5090
requires assembly and is recommended for use and assembly by
experienced users. Careful reading of the assembly instructions is recommended.

DO NOT use with water cooling parts made from aluminium, e.g. radiators with aluminium tubes!

We recommend suitable coolant fluids that contain Biocide and Corrosion Inhibitors and that
are free of particles that maight restrict water flow or might clog up the loop.

Please check the warranty regulations listed online.

For problems and questions, please contact our customer support under
support@thermal-grizzly.com.
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Product Dimensions and
Custom Water Loop Planning

The DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black GPU Water Block features an integrated spacer PCB (or "dummy” PCB), called "The
Oracle" PCB, which is precisely shaped to match the PCB of the ROG Astral RTX 5090 graphics card. Thermal Grizzly recommends
installing the Water Block directly out of the box (with the dummy PCB installed) as an option for planning your custom water cooling
loop. This method helps to ensure proper alignment and fit before any disassembly, streamlining your custom loop setup process.
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Preparation for assembling the Water Block

Removing the Stock Cooler

Before installing the DeltaMate ROG Astral
RTX 5090 Black GPU Water Block,
carefully disassemble the graphics card by
removing the stock backplate, the retention
bracket on the back of the chip, the I/O
bracket, and stock cooler by unscrewing all
tightening screws. Gently unplug any
connectors, ensuring no damage to cables
or ports. We recommend performing this
process on a clean, soft, and flat surface to
prevent any accidental damage to the
graphics card or its components.

—/\

Important: We strongly recommend
a slow and careful separation of the
backplate and stock cooler, as the
thermal interface material (TIM)
needs time to gradually detach from
the components. Applying
excessive force may damage the
graphics card.

Thoroughly clean the GPU die and all contact points using a safe, non-abrasive
cleaner to remove any residual TIM.

Once these steps are complete, your graphics card will be fully prepared for the
Water Block installation.

Organize and store all screws removed during disassembly. We also recommend
reassembling the stock cooler with Thermal Grizzly's "The Oracle” PCB, which will no

longer be needed after the water block installation.
22



Assembling the Water Block

Preparing the DeltaMate ROG Astral RTX y DIN7991 M25 x 8mm Screw

5090 Black GPU Water Block o v

? i _ 1 | ? i Backplate

"The Oracle"

Unscrew eight (8) DIN7991 M2.5 x 8mm screws to remove the backplate along with the “The Oracle” PCB. Additionally, unscrew three
(3) DIN7991 M2.5 x 8mm screws to remove the replacement I/O bracket. Save all screws and components, as they will be required in
later assembly steps.

"The Oracle"

To ensure safe shipping of the Water Block, Thermal Grizzly has included "The Oracle" PCB. It is precisely shaped to match the
compatible graphics card’'s PCB and can be reassembled with the disassembled stock cooler for convenient storage.

"The Oracle" also provides valuable information, including:

m 1:1 scale reference for thermal pad size, locations and required thickness.
m Detailed screw and threading material placements for accurate assembly.
m A tribute to innovation — featuring the names of the people who contributed to bringing this product to life.

The information on "The Oracle" will be especially useful in the upcoming assembly steps, helping to ensure a smooth
and precise installation process.

23



Placing the Thermal pads and Thermal Paste - Water Block Side

The GPU Water Block includes thermal pads that must be cut to size and then correctly positioned for optimal performance. See the
picture scheme for reference on the pad positions.
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Important: Ensure you remove the
protective foil from both sides of each
thermal pad before placement.

Tip: Thermal pads are sorted and packed by
thickness. We recommend using "The
Oracle" as a reference guide to ensure
accurate pad placement.

—/\

Using TG Putty Advance

As an alternative to thermal pads,
Thermal Grizzly has also provided TG
Putty Advance. There is enough TG
Putty to fully cover the VRAM
components on the Water Block side.
Using the provided gloves and TG
Spatula or TG Spatula Pro, carefully
and evenly spread the putty across
the VRAM component surfaces to
ensure optimal performance.

For additional details on TG Putty
Advance, please refer to the manuals
included with the product.

24



Applying Thermal Paste

1x TG Spatula

Thermal Grizzly has provided you with more than enough high-performance TG Duronaut
thermal paste. Apply it evenly across the Water Block's IHS, using the TG Spatula or TG
Spatula Pro (recommended) to carefully and slowly spread it across the entire surface.

Important: The thermal paste layer must be thin and even. Excessive or uneven application
may lead to performance loss.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6.5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6.5x107 x1-FETx1

Thermal Pad
16 x55x 1 - VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
65x97x1-FETx12

Thermal Pad
16x13.5x1-VRAMX1

Thermal Pad

6.5x107 x1-FETx1 o5



Installing the GPU cooler

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1x Allen Key 1.5mm

M2.50

b

Q@
W
A

7x HexThinHead M2.5 x 4mm Screw - Black

Before proceeding, double-check that the thermal pads and thermal paste have been
correctly applied. Position the PCB on the Water Block, ensuring that the mounting
holes of the PCB align with the holes on the Water Block. When mounting the PCB, do not
apply excessive force.

Use seven (7) M2.5 Polyamid washers and M2.5 x 4mm screws to secure the PCB to
the Water Block. Tighten the screws using the 1.5mm Allen key.

Important: Start by tightening the screws around the GPU core first,
following the sequence provided in the accompanying picture.
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Installing the I/O Bracket

Tx Allen Key 1.5mm

=8

1x HexThinHead M2.5 x 4mm Screw - Black

1x M2.5 Polyamid Washer

6.00mm

1x HexThinHead M2.5 x 6mm Screw - Black 1x DIN934 M2.5 Nut - Black

Position the previously removed I/O
Bracket as shown in the picture
scheme and secure it using the
1.5mm Allen key and the three (3)
DIN7991 M2.5 x 8mm screws that
were removed earlier.

Additionally, secure the bracket to the
PCB using an M2.5 x 4mm screw and
a combination of a DIN934 M2.5 Nut,
a M2,5 Polyamid washer and M2.5 x
6mm screw, as shown in the picture
scheme.

M2.5 x 6mm Screw

——
DIN7991 M2.5 x 8mm Screw

DIN934 M2.5 Nut - Black
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Placing the Thermal pads — Backplate Side

The GPU Water Block includes TG Minus Thermal Pads that must be correctly cut-to-size and positioned for optimal performance.

See the picture scheme for reference on the pad sizes and positions.
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Placing the Thermal pads - Backplate Side

Important: Ensure you remove the protective foil from both sides of each thermal pad before placement.
Tip: Thermal pads are sorted and packed by thickness. We recommend using "The Oracle" as a reference guide to ensure
accurate pad placement.

Thermal Pad

6.5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1.5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x 1.5 -VRAM x4

Thermal Pad
6.5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13.5%x 1.5 - VRAM x1
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Installing the Backplate

Ensure that the thermal pads are correctly positioned, then carefully place the
backplate onto the PCB. Align the holes on the backplate with the corresponding
holes on the PCB.

Using the 1.5mm Allen key and the eight (8) previously removed DIN7991 M2.5
x 8mm screws, secure the backplate by tightening the screws in a diagonal pattern.

Important: Do not apply excessive force when tightening the screws!

1x Allen Key 1.5mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30




Additional Guidelines

Ports and Channels: Both ports on the terminal must be used when the water block is assembled into the loop. For optimal
performance, ensure the inlet and outlet channels are connected correctly.

D-RGB STRIP: Plug the 3-pin connector of the D-RGB STRIP into the D-RGB header on the motherboard or an alternative option.
The pin layout for the header is as follows: +5V, Digital, Empty, Ground.

If you do not intend to use the LED, you may cut the cable flush with the GPU block rather than disassembling the entire product.
Modifications to the LED strip and its cable, including intentionally cutting, shortening or extending it, will not affect the warranty for
the remainder of the product.

Handling the Water Block: The graphics card with the installed water block is heavier than before. Carefully install it into your PC
chassis, ensuring it is properly positioned and securely inserted into the PCI Express expansion slot.

Leak Test: Before running the water-cooling loop and powering on the PC, we recommend performing a leak test. Fill the
water-cooling loop and check for any leaks. To help detect leaks, place dry paper towels around the loop. Connect the pump to an
external power source, then run the pump without turning on any other PC components. Let the pump run to fill the water-cooling
components and check for leaks, especially around the ports. If a leak occurs, empty the loop, resolve the issue and re-run the test
before proceeding. Ensure all components are dry before powering on any PC components to prevent damaging them.

Additional Tools and Disassembly Instructions: We have also provided you with additional tools to disassemble the water block.
When doing so, please handle the components with care to avoid damaging them, especially the glass cover. Ensure that you
properly save all parts during the disassembly and re-use them in the same manner as previously assembled. When re-mounting the
graphics card, please make sure to replace the entirety of thermal pads and thermal paste. If you have any questions, don't hesitate
to contact Thermal Grizzly support.
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Manuel d'utilisation

Le DeltaMate GPU Block - ROG Astral RTX 5090 nécessite un assemblage et son
utilisation ainsi que son montage sont recommandés uniquement aux utilisateurs
expérimentés. Il est recommandé de lire attentivement les instructions de montage.

NE PAS utiliser avec des pieces de refroidissement liquide en aluminium, par exemple des
radiateurs avec des tubes en aluminium!

Nous recommandons des liquides de refroidissement appropriés contenant un biocide et des
inhibiteurs de corrosion, et exempts de particules susceptibles de restreindre le débit d'eau ou
d'obstruer le circuit.

Veuillez consulter les conditions de garantie disponibles en ligne.

En cas de probleme ou de question, veuillez contacter notre service client a l'adresse suivante:
support@thermal-grizzly.com.
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Dimensions du produit et planification d'une
boucle de watercooling personnalisée

Le DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black GPU Water Block est doté d'un PCB d'espacement intégré (ou « dummy » PCB),

appelé « The Oracle » PCB, dont la forme correspond exactement a celle du PCB de la carte graphique ROG Astral RTX 5090.
Thermal Grizzly recommande d'installer le waterblock directement a la sortie de la boite (avec le dummy PCB déja installé) comme
option pour planifier votre boucle de refroidissement liquide personnalisée. Cette méthode permet de garantir un alignement et un
ajustement corrects avant tout démontage, tout en simplifiant le processus de mise en place de votre boucle personnalisée.
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Dimensions du produit entierement assemblé et positions des ports de connexion.




Préparation pour l'assemblage du Water Block

Retrait du systeme de
refroidissement d'origine

Avant d'installer le DeltaMate ROG Astral
RTX 5090 Black GPU Water Block, démon-
tez soigneusement la carte graphique en
retirant la backplate d'origine, la plaque de
retenue a l'arriere de la puce, I'équerre /0 et
le systeme de refroidissement d'origine en
dévissant toutes les vis de fixation. Débran-
chez délicatement tous les connecteurs, en
veillant a ne pas endommager les cables ou
les ports. Nous vous recommandons
d'effectuer cette opération sur une surface
propre, douce et plane afin déviter tout
dommage accidentel a la carte graphique
Ou a ses composants.

—/\

Important: Nous recommandons
vivement de séparer lentement et
avec précaution la backplate et le
systeme de refroidissement d'origine,
car le matériau d'interface thermique
(TIM) a besoin de temps pour se
détacher progressivement des
composants. Une force excessive
pourrait endommager la carte

Nettoyez soigneusement le die du GPU et tous les points de contact avec un
nettoyant sdr et non abrasif pour éliminer tout résidu de TIM.

Une fois ces étapes terminées, votre carte graphique sera entierement préte pour
l'installation du waterblock.

Organisez et conservez toutes les vis retirées lors du démontage. Nous
recommandons également de réassembler le systeme de refroidissement d'origine
avec le PCB "The Oracle" de Thermal Grizzly, qui ne sera plus nécessaire apres

I'installation du waterblock. a5



Assemblage du Water Block

Préparation du waterblock GPU DeltaMate Y vis DIN7991 M2 x 8mm
ROG Astral RTX 5090 Black Y

? i Backplate

Pour cette étape,

VOUS aurez besoin de: "The Oracle"

Dévissez huit (8) vis DIN7991 M2.5 x 8 mm pour retirer la backplate ainsi que le PCB "The Oracle". De plus, dévissez trois (3) vis
DIN7991 M2.5 x 8 mm pour retirer I'équerre I/0O de remplacement. Conservez toutes les vis et composants, car ils seront nécessaires
lors des étapes d'assemblage ultérieures.

« The Oracle »

Pour garantir un transport sir du waterblock, Thermal Grizzly a inclus le PCB "The Oracle”. Il est fagonné avec précision pour
correspondre au PCB de la carte graphique compatible et peut étre réassemblé avec le systeme de refroidissement d'origine
démonté pour un stockage pratique.

« The Oracle » fournit également des informations précieuses, notamment:

®m Une référence a l'échelle 1:1 pour le placement des pads thermiques, y compris les emplacements et I'épaisseur requise.

B Les détails concernant 'emplacement des vis et des filetages pour un assemblage précis.

® Un hommage a l'innovation — avec les noms des personnes ayant contribué a la réalisation de ce produit.

Les informations figurant sur « The Oracle » seront particulierement utiles dans les prochaines étapes d'assemblage, contribuant a
assurer un processus d'installation fluide et précis. 36



Pose des pads thermiques et de la pate thermique — coté waterblock

Le waterblock GPU inclut des pads thermiques qui doivent étre découpés a la bonne taille, puis positionnés correctement pour des
performances optimales. Reportez-vous au schéma illustré pour connaitre 'emplacement des pads.

Important: veillez a retirer le film protecteur des deux cétés de chaque pad thermique avant leur installation.

Astuce: les pads thermiques sont triés et emballés par épaisseur. Nous recommandons d'utiliser « The Oracle » comme guide de
référence pour garantir un positionnement précis des pads.

6,50mm
6,50mm | 20,00mm
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,_6,50mm
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Utilisation du TG Putty Advance

6,

En alternative aux pads thermiques,
Thermal Grizzly fournit égalementle TG
Putty Advance. La quantité fournie est
suffisante pour recouvrir entierement
les composants VRAM du c6té du
waterblock.
En utilisant les gants fournis et la TG
Spatula ou la TG Spatula Pro, étalez
soigneusement et uniformément la
pate sur les surfaces des composants
VRAM afin de garantir des performan-
24,00mm ces optimales.
1 Pour plus de détails sur le TG Putty
| | Advance, veuillez consulter les manuels
inclus avec le produit.
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Application de la pate thermique

Pour cette étape,
VOus aurez besoin de:

1x TG Spatula

Thermal Grizzly vous a fourni plus qu'assez de pate thermique haute performance TG
Duronaut. Appliquez-la uniformément sur I''HS du waterblock, en utilisant la TG Spatula ou de
préférence la TG Spatula Pro pour I'étaler soigneusement et lentement sur toute la surface.

Important: la couche de pate thermique doit étre fine et uniforme. Une application excessive
ou irréguliere peut entrainer une perte de performances.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6,5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6,5x107 x1-FET x1

Thermal Pad
16 x55x 1 -VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
6,5x97 x1-FETx12

Thermal Pad
16x13,5x1-VRAMX1

Thermal Pad

6,5x107 x1-FETx1 38



Installation du refroidisseur GPU

Pour cette étape,
VOUS aurez besoin de:

7x Vis a téte hexagonale fine
M2,5 x 4 mm, noire

Avant de continuer, vérifiez attentivement que les pads thermiques et la pate thermique ont
été correctement appliqués. Positionnez le PCB sur le waterblock en veillant a ce que les
trous de fixation du PCB soient alignés avec ceux du waterblock. Lors de la mise en place du
PCB, n'exercez pas de force excessive.

Utilisez sept (7) rondelles en polyamide M2,5 et des vis M2,5 x 4 mm pour fixer le PCB au
waterblock. Serrez les vis a I'aide de la clé Allen de 1,5 mm.

Important: commencez par serrer les vis autour du cceur du GPU, en suivant l'ordre
indiqué dans l'image fournie.
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Installation de I'équerre I/O

4,00mm

1x Clé Allen 1.5 mm 1x Vis a téte hexagonale fine
M2,5 x 4 mm, noire

1x Rondelle en polyamide M2,5

W22
1x Vis a téte hexagonale 1x Ecrou hexagonal
fine M2,5 x 6 mm, noire DIN934 M2,5, noir

Positionnez I'équerre 1/O précédem-
ment retirée comme indiqué sur le
schéma et fixez-la a l'aide de la clé
Allen de 1,5 mm et des trois (3) vis
DIN7991 M2,5 x 8 mm retirées préce-
demment.

Fixez également l'équerre au PCB a
l'aide d'une vis M2,5 x 4 mm et d'une
combinaison comprenant un écrou
DIN934 M2,5, une rondelle en polya-
mide M2,5 et une vis M2,5 x 6 mm,
comme indiqué sur le schéma.

vis M2,5 x 6mm

Rondelle en polyamide M2,5

vis M2,5 x 4mm

vis DIN7991 M2,5 x 8mm

Ecrou hexagonal DIN934 M2,5, noir
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Pose des pads thermiques — coté backplate

Le waterblock GPU comprend des pads thermiques qui doivent étre découpés a la bonne taille, puis positionnés correctement pour
garantir des performances optimales. Reportez-vous au schéma illustré pour connaitre la position des pads.
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Pose des pads thermiques — coté backplate

Important: Veillez a retirer le film protecteur des deux cotés de chaque pad thermique avant leur installation.

Astuce: Les pads thermiques sont triés et emballés par épaisseur. Nous recommandons d'utiliser « The Oracle » comme guide

de référence pour garantir un positionnement précis des pads.

Thermal Pad

6,5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1,5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x1,5-VRAM x4

Thermal Pad
6,5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13,5%x1,5-VRAM x1
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Installation de la backplate

Pour cette étape,
VOUS aurez besoin de:

Assurez-vous que les pads thermiques sont correctement positionnés, puis placez
délicatement la backplate sur le PCB. Alignez les trous de la backplate avec les trous
correspondants du PCB.

précédemment, fixez la backplate en serrant les vis selon un motif en diagonale.

Important: N'exercez pas de force excessive lors du serrage des vis!

3 A l'aide de la clé Allen de 1,5 mm et des huit (8) vis DIN7991 M2,5 x 8 mm retirées
1x Clé Allen 1.5 mm 3
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Directives supplémentaires

Ports et canaux: Les deux ports du terminal doivent étre utilisés lorsque le waterblock est intégré dans la boucle. Pour des
performances optimales, assurez-vous que les canaux d'entrée et de sortie sont correctement connectés.

Bande D-RGB: Branchez le connecteur 3 broches de la bande D-RGB sur I'en-téte D-RGB de la carte mere ou sur une autre option
de connexion. Le brochage de I'en-téte est le suivant : +5V, Digital, Vide, Masse (Ground).

Si vous ne souhaitez pas utiliser la LED, vous pouvez couper le céble a ras du bloc GPU plutdt que de démonter completement le
produit. Les modifications apportées a la bande LED et a son cable —y compiris le fait de la couper, de la raccourcir ou de la rallonger
volontairement — n‘affecteront pas la garantie du reste du produit.

Manipulation du waterblock: La carte graphique avec le waterblock installé est plus lourde qu'auparavant. Installez-la
soigneusement dans le boitier de votre PC, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée et bien insérée dans le slot
d'extension PCI Express.

Test d'étanchéité: Avant de faire fonctionner la boucle de refroidissement liquide et d'allumer le PC, nous vous recommandons
d'effectuer un test d'étanchéité. Remplissez la boucle et vérifiez 'absence de fuites. Pour faciliter la détection, placez des serviettes
en papier seches autour de la boucle. Branchez la pompe a une source d'alimentation externe, puis faites-la fonctionner sans allumer
les autres composants du PC. Laissez la pompe tourner pour remplir les composants de la boucle et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites,
en particulier autour des ports. En cas de fuite, videz la boucle, résolvez le probleme et refaites le test avant de continuer.
Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de mettre le PC sous tension afin d'éviter toute détérioration.

Outils supplémentaires et instructions de démontage: Nous avons également fourni des outils supplémentaires pour démonter le
waterblock. Lors du démontage, manipulez les composants avec soin pour éviter de les endommager, en particulier le couvercle en
verre. Conservez correctement toutes les pieces lors du démontage et réutilisez-les de la méme maniere que lors du montage initial.
Lors du remontage de la carte graphique, veillez a remplacer intégralement tous les pads thermiques et la pate thermique.

En cas de questions, n'hésitez pas a contacter le support Thermal Grizzly.

a4
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Manuale utente

Il DeltaMate GPU Block — ROG Astral RTX 5090 richiede assemblaggio e se ne raccomanda
I'uso e il montaggio solo da parte di utenti esperti. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni
di montaggio.

NON utilizzare con componenti per raffreddamento a liquido in alluminio, ad esempio radiatori con
tubi in alluminio!

Raccomandiamo liquidi di raffreddamento adeguati che contengano biocida e inibitori di corrosione,
e privi di particelle che possano limitare il flusso d'acqua o ostruire il circuito.

Si prega di consultare le condizioni di garanzia disponibili online.
Per problemi o domande, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo support@thermal-grizzly.com.
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Dimensioni del prodotto e pianificazione di un
circuito di raffreddamento a liguido personalizzato

Il DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black GPU Water Block e dotato di un PCB distanziatore integrato (o PCB "dummy"), chiamato
"The Oracle” PCB, progettato con precisione per corrispondere al PCB della scheda grafica ROG Astral RTX 5090.

Thermal Grizzly consiglia di installare il water block direttamente appena estratto dalla confezione (con il PCB dummy installato) come
opzione per pianificare il proprio circuito di raffreddamento a liquido personalizzato. Questo metodo aiuta a garantire il corretto
allineamento e adattamento prima di qualsiasi smontaggio, semplificando il processo di configurazione del circuito personalizzato.
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Preparazione per l'installazione del water block

Rimozione del dissipatore
originale

Prima di installare il DeltaMate ROG Astral
RTX 5090 Black GPU Water Block, smon-
tare con cura la scheda grafica rimuovendo
la backplate originale, la staffa di ritenzione
sul retro del chip, la staffa I/0 e il dissipatore
originale svitando tutte le viti di fissaggio.
Scollegare delicatamente tutti i connettori,
assicurandosi di non danneggiare cavi 0
porte. Si consiglia di eseguire questa opera-
zione su una superficie pulita, morbida e
piana per evitare danni accidentali alla
scheda grafica o ai suoi componenti.

—/\

Importante: Si raccomanda vivamen-
te di separare lentamente e con caute-
la la backplate e il dissipatore originale,
poiché il materiale termico d'interfac-
cia (TIM) necessita di tempo per
staccarsi gradualmente dai compo-
nenti. L'applicazione diforza eccessiva
pud danneggiare la scheda grafica.

Pulire accuratamente il die della GPU e tutti i punti di contatto utilizzando un
detergente sicuro e non abrasivo per rimuovere eventuali residui di TIM.

Una volta completati questi passaggi, la scheda grafica sara completamente pronta
per l'installazione del water block.

Organizzare e conservare tutte le viti rimosse durante lo smontaggio. Si
consiglia inoltre di rimontare il dissipatore originale con il PCB "The Oracle” di

Thermal Grizzly, che non sara pit necessario dopo l'installazione del water block. 18



Montaggio del Water Block

Preparazione del water block GPU DeltaMate y Vite DIN7991 M2,5 x8mm
ROG Astral RTX 5090 Black ool v

? i _ 1 | ? i Backplate

Per questo passaggio

avrete bisogno di: "The Oracle"

Svitare otto (8) viti DIN7991 M2.5 x 8 mm per rimuovere la backplate insieme al PCB “The Oracle”. Inoltre, svitare tre (3) viti DIN7991
M2.5 x 8 mm per rimuovere la staffa I/0 di ricambio. Conservare tutte le viti e i componenti, poiché saranno necessari nelle fasi
successive di assemblaggio.

“The Oracle”

Per garantire una spedizione sicura del water block, Thermal Grizzly ha incluso il PCB "The Oracle”. E sagomato con precisione per
corrispondere al PCB della scheda grafica compatibile e pud essere riassemblato con il dissipatore originale smontato per un
comodo stoccaggio. “The Oracle” fornisce inoltre informazioni preziose, tra cui

m Riferimento in scala 1:1 per il posizionamento dei pad termici, incluse le posizioni e lo spessore richiesto.
m Dettagli sul posizionamento delle viti e dei materiali filettati per un assemblaggio accurato.
® Un tributo all'innovazione — con i nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo prodotto.

Le informazioni presenti su "The Oracle” saranno particolarmente utili nelle prossime fasi di assemblaggio, aiutando a garantire un

processo di installazione fluido e preciso.
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Posizionamento dei pad termici e della pasta termica - lato water block

Il water block GPU include pad termici che devono essere tagliati su misura e poi posizionati correttamente per garantire prestazioni
ottimali. Fare riferimento allo schema illustrato per la posizione dei pad.

Importante: assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati di ciascun pad termico prima del posizionamento.
Consiglio: i pad termici sono ordinati e confezionati in base allo spessore. Si consiglia di utilizzare "The Oracle” come guida di
riferimento per garantire un posizionamento preciso dei pad.
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T In alternativa ai pad termici, Thermal
Grizzly fornisce anche TG Putty Advan-
ce. La quantita fornita & sufficiente per
coprire completamente i componenti
VRAM sul lato del water block.
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Applicazione della pasta termica

Per questo passaggio
avrete bisogno di:

1x TG Spatula

Thermal Grizzly ha fornito una quantita pit che sufficiente di pasta termica ad alte prestazioni
TG Duronaut. Applicarla uniformemente sull'lHS del water block, utilizzando la TG Spatula o
preferibilmente la TG Spatula Pro per stenderla con attenzione e lentamente su tutta la
superficie.

Importante: o strato di pasta termica deve essere sottile e uniforme. Un'applicazione
eccessiva o irregolare pud comportare una perdita di prestazioni.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6,5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6,5x107 x1-FETx1

Thermal Pad
16 x55x 1 -VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
6,5x97 x1-FETx12

Thermal Pad
16x13,5x1-VRAMX1

Thermal Pad

6,5x107 x1-FETx1 51



Installazione del dissipatore GPU ¥

Per questo passaggio
avrete bisogno di:

N

1x Chiave a brugola da 1.5 mm

M2.50

7!

b

4.00

7x Vite a testa esagonale
bassaM2,5 x4 mm, nera

Prima di procedere, controllare attentamente che i pad termici e la pasta termica siano stati
applicati correttamente. Posizionare il PCB sul water block, assicurandosi che i fori di
montaggio del PCB siano allineati con quelli del water block. Durante il montaggio del PCB,
non applicare forza eccessiva.

Utilizzare sette (7) rondelle in poliammide M2,5 e viti M2,5 x 4 mm per fissare il PCB al
water block. Serrare le viti utilizzando la chiave a brugola da 1,5 mm.

Importante: Iniziare serrando le viti attorno al core della GPU, seguendo la sequenza
indicata nellimmagine allegata.
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Pour cette étape, vous

4,00mm

Chiave a brugola da 1.5 mm 1x Vite a testa esagonale
bassa M2,5 x 4 mm, nera

1x Rondella in poliammide M2,5

W22
1x Vite a testa esagonale 1x Dado esagonale
bassa M2,5 x 6 mm, nera DIN934 M2,5, nero

Posizionare la staffa I/0 precedente-
mente rimossa come mostrato nello
schema e fissarla utilizzando la chiave
a brugola da 1,5 mm e le tre (3) viti
DIN7991 M25 x 8 mm rimosse in
precedenza.

Inoltre, fissare la staffa al PCB utilizzan-
do una vite M2,5 x 4 mm e una combi-
nazione di un dado DIN934 M2,5, una
rondella in poliammide M2,5 ¢ una
vite M2,5 x 6 mm, come mostrato
nello schema.

vite M2,5 x 6mm

Rondella in poliammide M2,5

vite M2,5 x 4mm

vite DIN7991 M2,5 x 8mm

Dado esagonale DIN934 M2,5, nero
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Posizionamento dei pad termici — lato backplate

Il water block GPU include pad termici che devono essere tagliati su misura e poi posizionati correttamente per garantire prestazioni

ottimali. Fare riferimento allo schema illustrato per la posizione dei pad.
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Posizionamento dei pad termici — lato backplate

Importante: Assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati di ciascun pad termico prima del posizionamento.
Consiglio: | pad termici sono ordinati e confezionati in base allo spessore. Si consiglia di utilizzare "The Oracle” come guida di
riferimento per garantire un posizionamento preciso dei pad.

Thermal Pad

6,5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1,5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x1,5-VRAM x4

Thermal Pad
6,5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13,5%x1,5-VRAM x1
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Installazione della backplate

Per questo passaggio
avrete bisogno di:

Assicurarsi che i pad termici siano posizionati correttamente, quindi posizionare con
attenzione la backplate sul PCB. Allineare i fori della backplate con i fori
corrispondenti del PCB.

Utilizzando la chiave a brugola da 1,5 mm e |le otto (8) viti DIN7991 M2,5 x 8 mm
rimosse in precedenza, fissare la backplate serrando le viti in uno schema

Importante: Non applicare forza eccessiva durante il serraggio delle viti!




Linee guida aggiuntive

Porte e canali: Entrambe le porte sul terminale devono essere utilizzate quando il water block & assemblato nel loop. Per prestazioni
ottimali, assicurarsi che i canali diingresso e uscita siano collegati correttamente.

Striscia D-RGB: Collegare il connettore a 3 pin della striscia D-RGB all'header D-RGB sulla scheda madre o a un‘opzione alternativa.
La disposizione dei pin dellheader ¢ la seguente: +5V, Digitale, Vuoto, Massa (Ground).

Se non si intende utilizzare il LED, € possibile tagliare il cavo a filo del blocco GPU invece di smontare l'intero prodotto. Le modifiche
alla striscia LED e al relativo cavo, incluso il taglio, I'accorciamento o l'allungamento intenzionale, non influiranno sulla garanzia per il
resto del prodotto.

Maneggio del water block: La scheda grafica con il water block installato € piu pesante rispetto a prima. Installarla con attenzione
nel case del PC, assicurandosi che sia correttamente posizionata e saldamente inserita nello slot di espansione PCI Express.

Test ttenuta: Prima di avviare il circuito di raffreddamento a liquido e accendere il PC, si consiglia di eseguire un test di tenuta.
Riempire il circuito e controllare la presenza di eventuali perdite. Per facilitare I'individuazione, posizionare asciugamani di carta asciutti
attorno al circuito. Collegare la pompa a una fonte di alimentazione esterna, quindi farla funzionare senza accendere altri componenti
del PC. Lasciare che la pompa funzioni per riempire i componenti del circuito di raffreddamento e controllare eventuali perdite, in
particolare intorno alle porte. In caso di perdita, svuotare il circuito, risolvere il problema e ripetere il test prima di procedere.
Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di alimentare qualsiasi componente del PC per evitare danni.

Strumenti aggiuntivi e istruzioni per lo smontaggio: Sono stati forniti anche strumenti aggiuntivi per smontare il water block.
Durante lo smontaggio, maneggiare i componenti con cura per evitare di danneggiarli, in particolare il coperchio in vetro. Conservare
correttamente tutte le parti durante lo smontaggio e riutilizzarle nello stesso modo in cui erano assemblate in origine. Durante |l
rimontaggio della scheda grafica, assicurarsi di sostituire completamente tutti i pad termici e la pasta termica.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare I'assistenza Thermal Grizzly.
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ES

Manual de usuario

El DeltaMate GPU Block - ROG Astral RTX 5090 requiere montaje y se recomienda
Su uUso y ensamblaje Unicamente por usuarios con experiencia. Se recomienda leer
atentamente las instrucciones de montaje.

NO utilizar con piezas de refrigeracion liquida fabricadas en aluminio, por ejemplo, radiadores con
tubos de aluminio!

Recomendamos liquidos refrigerantes adecuados que contengan biocida e inhibidores de
corrosion, y que estén libres de particulas que puedan restringir el flujo de agua o bloquear el
circuito.

Por favor, consulte las condiciones de garantia disponibles en linea.

En caso de problemas o preguntas, pongase en contacto con nuestro servicio de atencion al
cliente en support@thermal-grizzly.com.

58



Tabla de contenido

Dimensiones del producto y planificacion de un circuito de refrigeracion liquida
personalizado

............................................................................................................... 60
Preparacion para el montaje del bloque de agua
Retirar el disipador Original . 61
Montaje del bloque de agua
Preparacion del bloque de agua GPU DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black ........... 62
Colocacion de las almohadillas térmicas y pasta térmica - lado del bloque de agua ... 63-64
Instalacion del disipador de la GPU .. 65
Instalacion del SOPOrte /O . 66
Colocacion de las almohadillas térmicas — lado de la placa trasera ......................... 67 - 68
Instalacion de la placatrasera ... ... 69
Directrices adicionales ... ... 70

59



Dimensiones del producto y planificacion de un
circuito de refrigeracion liquida personalizado

El DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black GPU Water Block cuenta con un PCB espaciador integrado (o PCB "dummy”), llamado
"The Oracle” PCB, que esta disefiado con precision para coincidir con el PCB de la tarjeta grafica ROG Astral RTX 5090.

Thermal Grizzly recomienda instalar el bloque de agua directamente al sacarlo de la caja (con el PCB dummy instalado) como una
opcion para planificar su circuito de refrigeracion liquida personalizado. Este método ayuda a garantizar una alineacion y un ajuste
correctos antes de cualquier desmontaje, agilizando el proceso de configuracion de su circuito personalizado.
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Dimensiones del producto completamente montado y posiciones de las conexiones.




Preparacion para la instalacion del bloque

de agua

Retirar el disipador original

Antes de instalar el DeltaMate ROG Astral
RTX 5090 Black GPU Water Block,
desmonte con cuidado la tarjeta grafica
retirando la placa trasera original, el soporte
de retencioén en la parte posterior del chip, el
soporte I/0 y el disipador de serie, desen-
roscando todos los tornillos de sujecion.
Desconecte suavemente cualquier conec-
tor, asegurandose de no dafar los cables o
puertos. Recomendamos realizar este
proceso sobre una superficie limpia, blanda
y plana para evitar dafios accidentales en la
tarjeta gréafica o sus componentes.

—/\

Importante: Recomendamos encare-
cidamente separar lenta y cuidadosa-
mente la placa traseray el disipador de
serie, ya que el material de interfaz
térmica (TIM) necesita tiempo para
desprenderse gradualmente de los
componentes. Aplicar fuerza excesiva
puede dafar la tarjeta grafica.

Limpie a fondo el chip de la GPU y todos los puntos de contacto utilizando un
limpiador seguro y no abrasivo para eliminar cualquier residuo de TIM.

Una vez completados estos pasos, su tarjeta grafica estard completamente
preparada para la instalacion del bloque de agua.

Organice y guarde todos los tornillos retirados durante el desmontaje.
También recomendamos volver a montar el disipador de serie con el PCB "The
Oracle" de Thermal Grizzly, que ya no seré necesario después de la instalacion del
bloque de agua.
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Preparacion del bloque de agua GPU

Preparacion del bloque de agua GPU y Tornillo DIN7991 M2.5 x 8mm

DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black ! - /

? i _ 1 | ? i Backplate

"The Oracle"

Desenrosque ocho (8) tornillos DIN7991 M2.5 x 8 mm para retirar la placa trasera junto con el PCB “The Oracle". Ademas,
desenrosque tres (3) tornillos DIN7991 M2.5 x 8 mm para retirar el soporte I/O de repuesto. Guarde todos los tornillos y
componentes, ya que seran necesarios en pasos posteriores de montaje.

"The Oracle”

Para garantizar un envio seguro del bloque de agua, Thermal Grizzly ha incluido el PCB "The Oracle". Esta disefiado con precisién para
coincidir con el PCB de la tarjeta grafica compatible y puede volver a ensamblarse con el disipador original desmontado para un
almacenamiento conveniente.

“The Oracle" también proporciona informacion valiosa, incluyendo:

®m Referencia a escala 1:1 para la colocacion de las almohadillas térmicas, incluyendo ubicaciones y grosor requerido.

B Detalles sobre la colocacion de tornillos y roscas para un montaje preciso.

® Un homenaje a la innovacion, con los nombres de las personas que contribuyeron a dar vida a este producto.

La informacion de "The Oracle” serd especialmente Util en los proximos pasos de montaje, ayudando a garantizar un proceso de
instalacion fluido y preciso. 62



Colocacion de las almohadillas térmicas y pasta térmica —lado del bloque de agua

El blogue de agua para GPU incluye almohadillas térmicas que deben cortarse a la medida y colocarse correctamente para un
rendimiento dptimo. Consulte el esquema ilustrado para conocer la posicion de las almohadillas.

Importante: asegurese de retirar la lamina protectora de ambos lados de cada almohadilla térmica antes de colocarlas.

Consejo: las almohadillas térmicas estan clasificadas y empaquetadas segun su grosor. Recomendamos usar “The Oracle” como
guia de referencia para garantizar una colocacion precisa de las almohadillas.

6,50mm
6,50mm | 20,00mm

,_6,50mm
50mm

Uso de TG Putty Advance
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[ Como alternativa a las almohadillas
térmicas, Thermal Grizzly también ha
incluido TG Putty Advance. La cantidad
suministrada es suficiente para cubrir
completamente los componentes de la
VRAM en el lado del bloque de agua.
Usando los guantes incluidos y la TG
Spatula o la TG Spatula Pro, extienda
cuidadosamente y de manera uniforme
la pasta sobre las superficies de los
componentes de la VRAM para garanti-
24,00mm zar un rendimiento éptimo.

Para mas detalles sobre TG Putty

_| | ) Advance, consulte los manuales inclui-
dos con el producto.
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Aplicacion de la pasta térmica

1x TG Spatula

Thermal Grizzly le ha proporcionado mas que suficiente pasta térmica de alto rendimiento
TG Duronaut. Apliquela de manera uniforme sobre el IHS del bloque de agua, utilizando la TG
Spatula o preferiblemente la TG Spatula Pro para extenderla con cuidado y lentamente por
toda la superficie.

Importante: La capa de pasta térmica debe ser fina y uniforme. Una aplicacion excesiva o
desigual puede provocar una pérdida de rendimiento.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6,5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6,5x107 x1-FET x1

Thermal Pad
16 x55x 1 - VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
6,5x97 x1-FETx12

Thermal Pad
16x13,5x1-VRAMX1

Thermal Pad

6,5x107 x1-FETx1 64



Instalacion del disipador de la GPU ¥

1x Llave Allen de 1.5 mm

M2.50

b

<
S
A

7x Tornillo de cabeza
hexagonal fina M2,5 x 4 mm, negro

Antes de continuar, verifique cuidadosamente que las almohadillas térmicas vy la pasta
térmica se hayan aplicado correctamente. Coloque el PCB sobre el bloque de agua,
asegurandose de que los orificios de montaje del PCB estén alineados con los del bloque
de agua. Al montar el PCB, no aplique fuerza excesiva.

Utilice siete (7) arandelas de poliamida M2,5 y tornillos M2,5 x 4 mm para fijar el PCB al
bloque de agua. Apriete los tornillos con la llave Allen de 1,5 mm.

Importante: Comience apretando los tornillos alrededor del nicleo de la GPU, siguien-
do la secuencia indicada en la imagen adjunta.
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Instalacion del soporte I/0
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| 1x Llave Allen de 1.5 mm 1x Tornillo de cabeza hexagonal fina 1x Arandela de poliamida M2,5 1x Tornillo de cabeza hexagonal fina 1x Tuerca hexagonal

i M2,5 x 4 mm, negro M2,5 x 6 mm, negro DIN934 M2,5, negra

I

o
Tornillo M2,5 x 6mm Tornillo M2,5 x 4mm

Coloque el soporte 1/0 retirado anterior-
mente tal como se muestra en el esquema
y fijelo utilizando la llave Allen de 1,5 mmy
los tres (3) tornillos DIN7991 M2,5 x 8
mm retirados previamente.

Ademas, fije el soporte al PCB utilizando un
tornillo M2,5 x 4 mm y una combinacion
de una tuerca DIN934 M2,5, una arandela
de poliamida M2,5 y un tornillo M2,5 x 6
mm, tal como se muestra en el esquema.

Tornillo DIN7991
M2,5 x 8mm

Arandela de poliamida M2,5

Tuerca hexagonal DIN934 M2,5, negra
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Colocacion de las almohadillas térmicas — lado de la placa trasera

El bloque de agua para GPU incluye almohadillas térmicas que deben cortarse a la medida y colocarse correctamente para
garantizar un rendimiento 6ptimo. Consulte el esquema ilustrado para conocer la posicion de las almohadillas.
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Colocacion de las almohadillas térmicas — lado de la placa trasera

Importante: Asegurese de retirar la ldamina protectora de ambos lados de cada almohadilla térmica antes de colocarlas.
Consejo: Las almohadillas térmicas estan clasificadas y empaquetadas segun su grosor. Recomendamos usar “The Oracle”
como guia de referencia para garantizar una colocacion precisa de las almohadillas.

Thermal Pad

6,5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1,5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x1,5-VRAM x4

Thermal Pad
6,5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13,5%x1,5-VRAM x1
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Instalacion de la placa trasera

Tx Llave Allen de 1.5 mm

Asegurese de que las almohadillas térmicas estén correctamente posicionadas y, a
continuacion, coloque con cuidado la placa trasera sobre el PCB. Alinee los orificios de
la placa trasera con los orificios correspondientes del PCB.

Utilizando la llave Allen de 1,5 mm y los ocho (8) tornillos DIN7991 M2,5 x 8 mm
retirados anteriormente, fije la placa trasera apretando los tornillos en un patrén
diagonal.

Importante: jNo aplique fuerza excesiva al apretar los tornillos!
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Directrices adicionales

Puertos y canales: Ambos puertos del terminal deben usarse cuando el bloque de agua esté ensamblado en el circuito. Para un
rendimiento 6ptimo, asegurese de que los canales de entrada y salida estén conectados correctamente.

Tira D-RGB: Conecte el conector de 3 pines de la tira D-RGB al encabezado D-RGB de la placa base o a una opcion alternativa. La
disposicién de pines del encabezado es la siguiente: +5V, Digital, Vacio, Tierra (Ground).

Sino piensa utilizar el LED, puede cortar el cable al ras del bloque GPU en lugar de desmontar todo el producto. Las maodificaciones
en la tira LED y su cable, incluyendo cortar, acortar o alargar intencionalmente, no afectaran la garantia del resto del producto.

Manipulacién del bloque de agua: La tarjeta grafica con el bloque de agua instalado es mas pesada que antes. Instalela con
cuidado en la caja de su PC, asegurandose de que esté correctamente posicionada y bien insertada en la ranura de expansion PCI
Express.

Prueba de fugas: Antes de hacer funcionar el circuito de refrigeracion liquida y encender el PC, recomendamos realizar una prueba
de fugas. Llene el circuito y compruebe si hay pérdidas. Para facilitar la deteccidn, coloque toallas de papel secas alrededor del
circuito. Conecte la bomba a una fuente de alimentacion externa y hagala funcionar sin encender otros componentes del PC. Deje
que labomba funcione para llenar los componentes del sistema de refrigeracion y revise si hay fugas, especialmente alrededor de los
puertos. Si se produce una fuga, vacie el circuito, solucione el problema y repita la prueba antes de continuar. Asegurese de que todos
los componentes estén secos antes de encender cualquier componente del PC para evitar dafios.

Herramientas adicionales e instrucciones de desmontaje: También le hemos proporcionado herramientas adicionales para
desmontar el bloque de agua. Al hacerlo, manipule los componentes con cuidado para evitar dafarlos, especialmente la cubierta de
vidrio. Guarde correctamente todas las piezas durante el desmontaje y reutilicelas del mismo modo que en el ensamblaje original. Al
volver a montar la tarjeta grafica, asegurese de reemplazar completamente todas las almohadillas térmicas y la pasta térmica.
Sitiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el soporte de Thermal Grizzly.
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Manual do Usuario

O Bloco DeltaMate GPU - ROG Astral RTX 5090 requer montagem e é recomendado
apenas para uso e instalacao por utilizadores com experiéncia. Recomenda-se a leitura
cuidadosa das instrucdes de montagem.

NAO utilize com pecas de refrigeracao liquida fabricadas em aluminio, como radiadores com
tubos de aluminio!

Recomendamos o uso de liquidos de refrigeracdo adequados que contenham biocida e
inibidores de corrosao, e que estejam livres de particulas que possam restringir o fluxo de agua
Ou obstruir o circuito.

Por favor, consulte as condicdes de garantia disponiveis online.
Em caso de duvidas ou problemas, entre em contacto com 0 N0sso servigo de apoio ao cliente
através do e-mail support@thermal-grizzly.com
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Dimensoes do produto e planeamento de um
circuito de refrigeracao liquida personalizado

O bloco de agua DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black para GPU inclui um PCB espacador integrado (ou PCB "dummy"), denominado
PCB "The Oracle", que foi concebido com precisdo para coincidir com o PCB da placa grafica ROG Astral RTX 5090.

A Thermal Grizzly recomenda instalar o bloco de dgua diretamente apds retird-lo da embalagem (com o PCB dummy ja instalado),
como uma opgdo para planear o seu circuito de refrigeracao liquida personalizado. Este método ajuda a garantir o alinhamento e o
encaixe corretos antes de qualquer desmontagem, acelerando o processo de configuragdo do seu circuito personalizado.
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Dimensdes do produto completamente montado e posicdes das ligacdes.



Preparacion para la instalac

de agua

Retirar el disipador original

Antes de instalar el DeltaMate ROG Astral
RTX 5090 Black GPU Water Block,
desmonte con cuidado la tarjeta grafica
retirando la placa trasera original, el soporte
de retencion en la parte posterior del chip, el
soporte I/0 y el disipador de serie, desen-
roscando todos los tornillos de sujecion.
Desconecte suavemente cualquier conec-
tor, asegurandose de no dafiar los cables o
puertos. Recomendamos realizar este
proceso sobre una superficie limpia, blanda
y plana para evitar dafios accidentales en la
tarjeta grafica o sus componentes.

—/\

Importante: Recomendamos encare-
cidamente separar lenta y cuidadosa-
mente la placa traseray el disipador de
serie, ya que el material de interfaz
térmica (TIM) necesita tiempo para
desprenderse gradualmente de los
componentes. Aplicar fuerza excesiva
puede dafiar la tarjeta grafica.

O~

n del bloque

Limpe cuidadosamente o chip da GPU e todos os pontos de contacto, utilizando
um produto de limpeza seguro e ndo abrasivo, de modo a remover qualquer
residuo de pasta térmica (TIM). Apods concluir estes passos, a sua placa grafica
estara totalmente preparada para a instalagdo do bloco de agua.

Organize e guarde todos os parafusos removidos durante o processo de
desmontagem. Recomendamos igualmente a reinstalacdo do dissipador original
no PCB "The Oracle” da Thermal Grizzly, o qual deixara de ser necessario apés a
instalagédo do bloco de agua.
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Preparacdo do Bloco de Agua para

Preparacé&o do Bloco de Agua da GPU ' Parafuso DIN7991 M25 x 8
|

DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black T

|

‘
i Placa traseira
|
‘

"The Oracle"

Desaparafuse oito (8) parafusos DIN7991 M2.5 x 8 mm para remover a backplate juntamente com o PCB "The Oracle”. Além disso,
desaparafuse trés (3) parafusos DIN7991 M2.5 x 8 mm para remover o suporte /O suplente. Guarde todos os parafusos e
componentes, pois serdo necessarios em etapas posteriores da montagem.

"The Oracle”

Para garantir um envio seguro do bloco de agua, a Thermal Grizzly incluiu o PCB "The Oracle". Este foi projetado com preciséo para
corresponder ao PCB da placa grafica compativel e pode ser novamente montado com o dissipador original removido, facilitando o
armazenamento.

O "The Oracle” fornece ainda informacdes valiosas, incluindo:

B Referéncia em escala 1:1 para a colocacdo das almofadas térmicas, indicando tanto as localizacbes como a espessura necessaria.

® Detalhes sobre a posi¢do dos parafusos e das roscas, garantindo uma montagem precisa.

® Uma homenagem a inovagao, com os nomes das pessoas que contribuiram para tornar este produto uma realidade.
Ainformagdo presente no "The Oracle” sera especialmente Util nas proximas fases da montagem, ajudando a garantir um processo

de instalacgéo fluido e preciso. 75



Colocacao das almofadas térmicas e pasta téermica —lado do bloco de agua

O bloco de agua para GPU inclui almofadas térmicas que devem ser cortadas a medida e colocadas corretamente para um desem-
penho étimo. Consulte o esquema ilustrado para conhecer a posicao das almofadas.

Importante: assegure-se de retirar a pelicula protetora de ambos os lados de cada almofada térmica antes de as colocar.
Dica: as almofadas térmicas estéo classificadas e embaladas de acordo com a sua espessura. Recomendamos usar o "The Oracle”

como guia de referéncia para garantir uma colocacdo precisa das almofadas.

6,50mm
6,50mm | 20,00mm

‘E T T _

,_6,50mm
50mm

Uso do TG Putty Advance

6,

Como alternativa as almofadas térmi-
— cas, a Thermal Grizzly incluiu também o
TG Putty Advance. A quantidade forne-
cida é suficiente para cobrir completa-
mente 0s componentes da VRAM no
lado do bloco de agua.

Usando as luvas incluidas e a TG Spatu-
la ou TG Spatula Pro, espalhe cuidado-
samente e de forma uniforme a pasta
sobre as superficies dos componentes

da VRAM para garantir um desempen-
24,00mm ho otimo.

L —1 Para mais detalhes sobre o TG Putty
6,50mm| | | | | | | Advance, consulte 0s  manuais
16,00mm 16,00mm 16,00mm incluidos com o produto.

13,5mm
—=—t——135mm
1 i
1
1
120,00mm

13,00mm

55,00mm
69,00mm
69,00mm

6,50mm

TG Minus Pad High
Compression —4,00mm



Aplicacao da pasta térmica

1x TG Spatula

A Thermal Grizzly forneceu-lhe mais do que pasta térmica de alto desempenho TG Duronaut
suficiente. Aplique-a de forma uniforme sobre o IHS do bloco de agua, utilizando a TG
Spatula ou, preferencialmente, a TG Spatula Pro para espalha-la cuidadosamente e
lentamente por toda a superficie.

Importante: A camada de pasta térmica deve ser fina e uniforme. Uma aplicacao excessiva
ou desigual pode causar perda de desempenho.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6,5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6,5x107 x1-FET x1

Thermal Pad
16 x55x 1 -VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
6,5x97 x1-FETx12

Thermal Pad
16x13,5x1-VRAMX1

Thermal Pad

6,5x107 x1-FETx1 77



Instalacao do dissipador da GPU ¥

~

1x Chave Allen de 1,5 mm

M2.50

7!

00mm

4

7x Parafuso de cabeca 3
hexagonal fina M2,5 x 4 mm, preto I

Antes de continuar, verifique cuidadosamente se as almofadas térmicas e a pasta térmica
foram aplicadas corretamente. Coloque o PCB sobre o bloco de agua, certificando-se de
que os orificios de montagem do PCB estéo alinhados com os do bloco de agua. Ao montar
o PCB, ndo aplique forga excessiva. Utilize sete (7) arruelas de poliamida M2,5 e parafusos
M2,5 x 4 mm para fixar o PCB ao bloco de agua. Aperte os parafusos com a chave Allen de
1,5 mm.

Importante: Comece por apertar os parafusos em redor do nucleo da GPU, seguindo
a sequéncia indicada na imagem em anexo.
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Instalacao do suporte I/0O

4,00mm

1x Chave Allen de 1,5 mm 1x Parafuso de cabega hexagonal
fina M2,5 x 4 mm, preto

Coloque o suporte /O retirado anterior-
mente conforme indicado no esquema e
fixe-o utilizando a chave Allen de 1,5 mm e
0s trés (3) parafusos DIN7991 M2,5x 8 mm
previamente retirados.

Além disso, fixe o suporte ao PCB utilizan-
do um parafuso M2,5 x4 mm e uma combi-
nacdo de uma porca DIN934 M2,5, uma
anilha de poliamida M2,5 e um parafuso
M25 x 6 mm, conforme indicado no
esquema.

i
I
I
I
I
I
I
i
|
— @D ;
I
|
|
NQFD |
I
- - 1
I
I
I
|
1x Anilha de poliamida M2,5 1x Parafuso de cabecga 1x Porca hexagonal |
hexagonal fina M2,5 x 6 mm, preto DIN934 M2,5, preta :
)
Parafuso M2,5 x 6 mm Parafuso M2,5 x4 mm

Parafuso DIN7991
M2,5 x8 mm

Anilha de poliamida M2,5

1x Porca hexagonal DIN934 M2,5, preta
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Colocacéao das almofadas térmicas — lado da placa traseira

O bloco de dgua para GPU inclui almofadas térmicas que devem ser cortadas a medida e colocadas corretamente para garantir um
desempenho 6timo. Consulte o esquema ilustrado para conhecer a posicao das almofadas.

13,50mm

TG Minus Pad Advance — 1,50mm

TG Minus Pad Advance — 2,00mm

20,00mm 20,00mm
£ -
£
o
o]
™
= €
£
o
S
©
_ _ c E
g c S 30,00mm
S >
S £ IS . .
S g Sle - TG Minus Pad High
g 5|5 Compression — 3,00mm
S =18 .
£ £ 5 =] T —
= = v T
£ T~
: 3 5 — =
S © © _—
S == £
19} _—T
8 o &
‘/’ / Q
- S
- — 6,50mm
6,50mm 30,00mm
16,00mm 16,00mm 16,00mm 15,00mm
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Colocacéao das almofadas térmicas — lado da placa traseira

Importante: Assegure-se de retirar a pelicula protetora de ambos os lados de cada almofada térmica antes de as colocar.
Dica: As almofadas térmicas estéo classificadas e embaladas de acordo com a sua espessura. Recomendamos usar o “The
Oracle" como guia de referéncia para garantir uma colocacao precisa das almofadas.

Thermal Pad

6,5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1,5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x1,5-VRAM x4

Thermal Pad
6,5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x 3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13,5%x1,5-VRAM x1
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Instalagcao da placa traseira

1x Chave Allende 1,5 mm

Assegure-se de que as almofadas térmicas estejam corretamente posicionadas e, em
seguida, coloque cuidadosamente a placa traseira sobre o PCB. Alinhe os orificios da
placa traseira com os orificios correspondentes do PCB.

Utilizando a chave Allen de 1,5 mm e os oito (8) parafusos DIN7991 M2,5 x 8 mm
removidos anteriormente, fixe a placa traseira apertando os parafusos num padrdo
diagonal.

Importante: Nao aplique forga excessiva ao apertar os parafusos!
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Diretrizes adicionais

Portos e canais: Ambos os portos do terminal devem ser usados quando o bloco de agua estiver montado no circuito. Para um
desempenho 6timo, assegure-se de que 0s canais de entrada e saida estejam corretamente ligados.

Fita D-RGB: Ligue o conector de 3 pinos da fita D-RGB ao cabecgalho D-RGB da placa-mée ou a uma alternativa. A disposi¢cao dos
pinos do cabecalho é a seguinte: +5V, Digital, Vazio, Terra (Ground).

Se nao pretender usar o LED, pode cortar o cabo ao nivel do bloco da GPU em vez de desmontar todo o produto. Modificagdes na fita
LED e no seu cabo, incluindo cortar, encurtar ou alongar intencionalmente, ndo afetardo a garantia do restante produto.

Manuseamento do bloco de agua: A placa grafica com o bloco de &gua instalado é mais pesada do que antes. Instale-a
cuidadosamente na caixa do seu PC, certificando-se de que esta corretamente posicionada e bem inserida na ranhura de expansao
PCl Express.

Teste de fugas: Antes de ligar o circuito de refrigeracéao liquida e o PC, recomendamos realizar um teste de fugas. Encha o circuito e
verifique se ha perdas. Para facilitar a detecéo, coloque toalhas de papel secas em redor do circuito. Ligue a bomba a uma fonte de
alimentacdo externa e faca-a funcionar sem ligar outros componentes do PC. Deixe a bomba funcionar para preencher os
componentes do sistema de refrigeracao e verifique se ha fugas, especialmente a volta dos portos. Se ocorrer uma fuga, esvazie o
circuito, resolva o problema e repita o teste antes de continuar. Certifique-se de que todos os componentes estdo secos antes de
ligar qualquer componente do PC para evitar danos.

Ferramentas adicionais e instrucdes de desmontagem: Também fornecemos ferramentas adicionais para desmontar o bloco de
agua. Ao fazé-lo, manuseie os componentes com cuidado para evitar danos, especialmente na tampa de vidro. Guarde corretamente
todas as pegas durante a desmontagem e reutilize-as da mesma forma que na montagem original. Ao voltar a montar a placa grafica,
assegure-se de substituir completamente todas as almofadas térmicas e pasta térmica.

Se tiver alguma duvida, ndo hesite em contactar o suporte da Thermal Grizzly.
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HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13x4-12VHPWR 6.5x107 x1-FET x13

Thermal Pad
6.5x107 x1-FET X1

Thermal Pad
16 x55x 1 - VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
65x97x1-FETx12

Thermal Pad
16x13.5x1-VRAMX1

Thermal Pad

6.5x107 x1-FETx1 90
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Thermal Pad

6.5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1.5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x 1.5 -VRAM x4

Thermal Pad
6.5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13.5%x 1.5 - VRAM x1
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PYKOBOLOCTBO
nonb3oBaTengd

DeltaMate GPU Block — ROG Astral RTX 5090 TpebyeT cbopku,
1 ero UCNob30BaHMe 1 COOPKa PEKOMEHAYIOTCS TObKO OMbITHBIM MNOIb30BATENSM.
PekomeHayeTcs BHYMaTENbHO 03HAaKOMUTLCHA C MHCTPYKUMEN MO COOPKE.

HE ncnonb3oBaTth C KOMMOHEHTaMK CUCTEMbI BOASHOIO OXNaXKAEHWS, U3rOTOBAEHHBIMY U3
antoMM1HKSA, HanNpyMep, ¢ paguaTopamMi ¢ antoMMUHUEBBIMI TRYOKamm!

Mbl pekoMeHOyeM UCMOb30BaTb NOAXOAALME OXaXKAatoLLMe >KNOKOCTH, COAep KaLLlme buouma
N MHMBUTOPbBI KOPPO3WK, @ TakXKe He cofep KaLLme YaCTuL, KOTOPbIe MOryT OrpaH/Y/BaTh NOTOK
BOAbl U/ 3aCOPATb KOHTYP.

MNoxkanyncTta, 03HaKOMBLTECH C YCTOBUSMW FapaHTUmM, PasMeLLEHHBIMU B MHTEPHETE.

B cnyyae npobnem mim BONPOCOB CBAXXMUTECH CO CY>KOOW NOOOEPXKKM MO aapecy
support@thermal-grizzly.com.
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[abapuTbl U3OEeNMa 1 NNaHMPoOBaHWE
MHOVBWAYaNbHOMO KOHTYPa BOASAHOIO OXayKOeHUs

DeltaMate ROG Astral RTX 5090 Black GPU Water Block ocHalléH BCTPOEHHOM MPOCTaBOYHOW MaTom (Mnun «PUKTUBHOMY NnaTowm)
non Ha3BaHvem «The Oracle» PCB, koTopas To4HO NoBTOpsieT GopMy NevaTHoM nnathl BuaeokapTbl ROG Astral RTX 5090.
Thermal Grizzly pekomeHayeT ycTaHaBnvBaTb BOAOGAOK cpa3y Nocne pacrakoBKM (C y»Ke YCTaHOBNEHHOM GYKTVBHOM NnaToi) B
Ka4ecTBe BapmaHTa Ansa nnaH1MpoBaHWs Ballen MHAMBWOYaNbHOW CUCTEMbBI YKNOKOCTHOMO OXaXKAeHNS.

3TOT MeTo NOMoraeT 06ecneynTb NpaBnibHOE BbipaBHMBaHME U NMOCaAKY [0 Hadana Kakon-nmbo pa3bopku, ynpoLlas npoLecc

C60pKI/| MHOMBMOYaNbHOIO KOHTYpPa OXnaxkgeHud.
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[TogroToBKa K YCTaHOBKe BOO0DI0KA

CHATKMeE WTaTHOro Kynepa

Mepen yctaHoBkol DeltaMate ROG Astral
RTX 5090 Black GPU Water Block
aKKypaTHO pas3bepute BMOEOKapTY, CHSB
WwTaTHyt0O 3adHiol0  naHenb  (backplate),
NPVXKUMHYIO PaMKy Ha 0bpaTHOM CTOPOHE
yuna, /O-KPOHLWUTEMH W LWTaTHbIN Kynep,
BbIKDYTMB ~ BCE  KPEMéxkHble  BUHTHI.
OCTOPOXKHO OTCOeOMHNTE BCE pPa3béMbl,
cnegqa 3a Tem, YTobbl He NoBPeanTb kabenm
VNV NOPTbl. PEKOMEHAYETCS BLINOHATL 3Ty
onepaumio Ha YMCTOW, MArKOM M POBHOM
MOBEPXHOCTW, HTOObI M36eXKaTh CryYanHbIX
MOBPEXXOEHW  BMOEOKapTbl  wan  eé
KOMMOHEHTOB.

—/\

Ba)kHo:

HaCTOATENbHO PEKOMEHAYETCS
MEeOIeHHO 1 aKKypaTHO OTAeNATb
3a[HI0K0 MaHesb U LUTaTHbIW Kynep, Tak
KaK TEPMOMHTEPDENCHBIM MaTepuan
(TIM) Hy>kOaeTcs BO BpeMEHW, 4Tobbl
NnocTeneHHo OTOeNNTbCA OT
KOMMOHEHTOB. YpeamepHoe ycunme
MOYKET MOBPEONTb BUOSOKAPTY.

TwaTtenbHo ounctuTe KpmucTan GPU 1 BCe KOHTaKTHbIe Mowaaky 6e30nacHbIM,
HeabpasVBHbIM OYUCTUTENEM, UTOObI yaanmuTb ocTaTku TIM.

[Tocne BbINOMHEHUA 3TUX LLaros Balla BMOeOKapTa 6yueT MOJTHOCTbKO NOTOBa K
yCTaHOBKe BOA0OMNOKa.

CoxpaHuTe 1 aKKypaTHO PasfioXXuTe BCE BUHTbI, CHATbIE Npu pasbopke. Takxke
peKkoMeHayeTcs cobpaTb WTaTHbIN Kynep BMecTe ¢ PCB “The Oracle” ot Thermal

Grizzly, koTopas bonbLue He NOTpebyeTcs MOCe yCTaHOBKYM BOAOOMOKa.
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CbopKa BOOAHOro BJ10Ka

[MogroToBka Bogobnoka GPU DeltaMate y BT DIN7991 M2 x 8mm
ROG Astral RTX 5090 Black Y

? i Backplate

[na aToro wara

Bam r|0Tpe6yeTcsq: "The Oracle"

BbikpyTiTe Bocemb (8) BuHTOB DIN7991 M2.5 x 8 MM, UTOBLI CHATb 3aHt0t0 NaHenb (backplate) BmecTe ¢ PCB "The Oracle”. Kpome
Toro, BolkpyTuTe TpW (3) BMHTa DIN7991 M2.5 X 8 MM, 4TOObI CHATL 3anacHow I/O-KpoHLWTeH. CoxpaHnTe BCE BUHTbLI I KOMMOHEHTHI,
TaK Kak OHWM NOHaOobsaTCA Ha CNneayroLLMxX 3Tanax COopKuM.

« The Oracle »

[ns obecneyeHns besonacHoM OoCTaBKM Bogobnoka komnaHus Thermal Grizzly Bkntodmna B komnnektT PCB "The Oracle”. OHa
VIMEET TOYHYD (POpPMY, COOTBETCTBYHOLLYHO MEeYaTHOM Mnfnate COBMECTUMMOW BMAEOKaPTbl, M MOXXET ObiTb MOBTOPHO cobpaHa C
OEMOHTMPOBaHHbBIM LUTATHBLIM KyepoM AN yA0OHOro XxpaHeHus.

«The Oracle» Tak>ke COAEPXKUT LEHHYIO MHDOPMALIMIO, BKIOYas:

B JTanoH B MacwTabe 1:1 01s pasMeLLeHms TEPMONPOKIaa0oK, BKOUaA MO3KLMU 1 TPEBYEMYIO TOMLLMHY.

B [leTanbHyl0 CXeMY pPacrnosioXXeHUsI BUHTOB U pe3b60BbIX 0TBEPCTUMN [17151 TOYHOM COOPKM.

B [1aHb MHHOBALMAM — C VIMeHaMV J0OeN, KOTOPbIE BHECV BK1AA B CO34aHMe 3TOro NpoayKTa.

NHdopmauus, HaHecEHHasa Ha «The Oracle», byneT ocobeHHO MonesHa Ha credytoLlmx aTanax cbopku, momMorasi obecneunTb
NMaBHbIM U TOYHbBIM MPOLLECC YCTAHOBKMW. 127



YcTaHOBKa TEPMOMPOKIaA0K M TEPMONacTbl — CTOPOHa BOg00O/10Ka

Bopoob6nok GPU BknoyaeT TepMOMNPOKIagKK, KOTOpble HeobxoaMmo obpesatb Mo pa3mepy W NpaBuibHO pasMecTuUTb O1A
ONTUManbHOW NPOM3BOANTENBHOCTY. CxemMy pacnonoXeH1sa NMPOKIa40K CM. Ha NpuiaraeMoM M306paxkeHmm.

Ba)kHO: nepef yCTaHOBKOW 06513aTeMNbHO yaan1Te 3alUTHYIO MIEHKY € 06eMX CTOPOH KaxKa0M TEPMOMPOKIaaKM.

CoBeT: TEPMOMNPOKIaAKM PacCOPTUPOBaHbI M yNakoBaHbl MO ToMLWMHe. Pekomernayem rcnonb3osaTth «The Oracle» B kadecTBe
CMPaBOYHOIr0 PYKOBOACTBA A7 TOYHOrO pasmMeLLeHma NPOKIadoK.

6,50mm
6,50mm 20,00mm

‘ti T T N

Ucnonb3oBaHue TG Putty Advance

,_6,50mm

6,50mm

B kauecTBe ansTepHaT/BbI
Tepmonpoknagkam Thermal Grizzly Takrxe
npepocTtasnsgeT TG Putty Advance.
KonunyecTBa 0OCTaTOYHO, HTOObLI MONHOCTBIO
MOKPbITb KOMMOHEHTbl VRAM €O CTOPOHbI
Bogo60Ka.
Vicnonbaysa npunaraemble nepyatku n TG
Spatula vnn TG Spatula Pro, akkypaTHO 1
PaBHOMEPHO pacnpedenuTe nacTy no
noBepxHOCTM KoMnoHeHToB VRAM, 4Tobbl
06ecneymTb ONTUMaNbHYHO
NPOV3BOAMTENBHOCTb.
JML 019 nony4eHns OOMNONHUTENbHOM
nHbopmaumm o TG Putty Advance
0bpaTUTECH K MHCTPYKLUMSAM,
npunaraembiM K MPOOYKTY.
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HaHeceHre TepmonacTbl

[ns aToro wara Bam
noTpebyeTcs:

1x DURONAUT (69)

e

1x TG Spatula Pro

Komnanusa Thermal Grizzly npegoctaBuna Bam 6onee 4em [OOCTaTOYHOE KOSMYECTBO
BblcOKOaddEKTMBHOM TepmonacTel TG Duronaut. PaBHOMeEpHO HaHecuTe €& Ha
TennopacnpemenuTenbHylo  Kpbilwky (IHS) Bogobnoka, wcnonb3ya TG Spatula wnm
npegnoytntensHo TG Spatula Pro, akkypaTHO WM MeONeHHO pacnpedensas no Bcew
MOBEPXHOCTU.

Ba)kHO: crnon TepmonacTbl OOMKEH ObiTb TOHKMM M paBHOMEPHBIM. Ype3mepHoe mnnm
HepaBHOMEPHOE HAHECEHME MOXKET NMPUBECTW K CHUXKEHUIO MPON3BOANTENBHOCTW.

HC Thermal Pad Thermal Pad
24 x13 x4 - 12VHPWR 6,5x107x1-FETx13

Thermal Pad
6.5x107 x 1 -FET x1

Thermal Pad
16 x55 x 1 - VRAM x4

TG Duronaut

Thermal Pad
16 x69 x 1 - VRAM x5

Thermal Pad
65x97x1-FETx12

Thermal Pad
16x13,5x1-VRAM X1

Thermal Pad
6,5x107 x 1 -FET x1
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YctaHoBka kynepa GPU

[ns aToro wara Bam
noTpebyeTcs:

N

1x LWecTurpanHbii kmtod 1.5 MM

50
(<\((\

mm

4.00

7X BUHT C TOHKOW LLIECTUrpaHHOM
roNoBKoOM M2,5 X 4 MM, YEPHbIV

Mepen NpoaooMKEHVEM BHUMATENBHO MPOBEPLTE, YTO TEPMOMNPOKIIAAKU 1 TepMonacTa
HaHeceHbl NpaBunbHO. PaavectuTte nedatHyto nnaty (PCB) Ha Bopo6noke, yoeamBLUINC,
4TO MOHTayKHble oTBepcTha Ha PCB coBnagatoT ¢ OTBepCTUAMKM Ha Bodobnoke. [Mpu
ycTaHoBke PCB He npuknapgpbiBaiiTe Ype3mMepHoe ycunue.

cnonbayite cemb (7) nonnammugHbix wanb M2,5 1 BUHTLI M2,5 X 4 MM, YTODbI 3aKpenuTb
PCB Ha Bogo610ke. 3aTAH1TE BUHTbI C MOMOLLbHO LIeCTUrpaHHoro Knwo4ya 1,5 mm.

Ba)KHO: HayHMTEe 3aTsXKKY C BMHTOB, PacmonoxeHHbix BOKpyr saopa GPU, cnemoys
nocrnenoBaTebHOCTY, YKa3aHHOM Ha npuniaraeMom M306paykeHnm.




YctaHoBKa I/O — KpoHLUTenHa

4,00mm

1x LWecTurpaHHbIi ko 1.5 Mm 1x BUHT C TOHKOW LecTurpaHHomn
ronoBKon M2,5 x 4 MM, 4EPHbIN

Pasmectute paHee CHATYO
I/0-naHenb B COOTBETCTBUM CO
CXEMOW Ha PUCYHKe 1 3aKpenuTe eé C
MOMOLLbIO  LUECTUIPAHHOrO KJito4va
1.5 mm 1 Tpéx (3) BuHToB DIN7991
M2,5 x 8 MM, CHATbIX paHee.

Kpome TOro, 3akpenute naHenb Ha
nedatHon nnate (PCB) ¢ nomoLpbto
ogHoro BUHTAa M25 x 4 MM 1
KoMbuHaumm 13 ramkm DIN934 M2,5,
nonuamMmugHomn wamnébl M2,5 1 BUHTa
M2,5 x 6 MM, KaK NOKa3aHO Ha CXEME.

— 0D
\IQ‘%
1x MonnamugHas warba M2,5 1X BUHT C TOHKOW LLECTUrpaHHowM 1x LecturpaHHas ravika
ronosko M2,5 x 6 MM, YEPHbIN DIN934 M2,5, 4épHas
BuHT M2,56 X 6mm BuHT M2,56 x 4mm

BuHT DIN7991 M2,5 x 8mm

MNonvamugHas wanba M2,5

LLlecTurpanHas raiika DIN934 M2,5, 4épHasa
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YcTaHoBKa TEPMOMPOKIa[g0K — CTOPOHA 3a4Hew

Bopo6nok GPU BktovaeT TepMONpOKIaaKyM, KOTopble HEObXxoArMo 0bpe3aTth Mo pa3Mepy, a 3aTeM NpPaBUIbHO Pa3MeCcTUTb A5
obecneyeHns onTUManbHOM NPOV3BOANTENBHOCTU. CXeMy pacnofnoXeHUs MPOKIaAoK CM. Ha MpuaraeMoM N300paxkeHN .
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TG Minus Pad Advance — 1,50mm

TG Minus Pad Advance — 2,00mm
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YCcTaHOBKa TEPMOMPOKa0K — CTOPOHA 3a4Hew niacTUHb

Ba)kHo: nepen yCTaHOBKOWM 00A3aTeNbHO yaanmTe 3alMTHYHO MIEHKY € 06enX CTOPOH KaxKO0M TePMOMPOKIaaKu.
CoBeT: TEPMOMNPOKIaAKM PAacCOPTMPOBaHbI M yNaKoBaHbl Mo ToNLMHE, PekomeHayem ncnonb3oBats «The Oracley» B kadecTBe
CMPaBOYHOIro PyKOBOACTBA O/19 TOYHOIo pa3mMeLLeHaA NPOoKIaLoK.

Thermal Pad

6,5x 97 x 2 - FET x12 Thermal Pad

30x30x2-Core

Thermal Pad
16 x69x1,5-VRAM X5

Thermal Pad
16 x55x1,5-VRAM x4

Thermal Pad
6,5x107 x2-FETx13

HC Thermal Pad
30x 16 x 3 - 12VHPWR

Thermal Pad
16x13,5%x1,5-VRAM x1
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YCcTaHOBKa 3adHeEN NaacTVHbI

[nsa atoro wara
BaM NoTpebyeTcs:

YbeouTech, YTO TePMONPOKNAAKMU PacrofoXeHbl NpaBuiibHO, 3aTEM akKypaTHO
yCTaHoBK/Te 3apgHolo naHenb (backplate) Ha PCB. CoBmectute oTBepcTMa Ha
3afHewr NaHeny ¢ COOTBETCTBYHOLLMM OTBEPCTMSMM Ha PCB.

lcnonb3ya WecTUrpaHHbli Koy 1,5 MM 11 BoceMb (8) paHee CHATbIX BUHTOB
DIN7991 M2,5 x 8 MM, 3akpenuTe 3aQHIOK MaHenb, 3aTarvBast BUMHTbI MO
amaroHanbHOMy LLaboHy.

Ba)kHo: He I'IDVIKJ'Ia,EI,bIBaVITe HpEe3MEPHOE yCUnme rnpn 3ata ke BUHTOB!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 134




[1onofTHUTENBbHbIE peEKOMEHOALNMN

MopTbl u kaHanbl: O6a NopTa Ha TeEpMKYHane AO/MKHbI MCMNOMb30BaTbCA, Koraa BOA06/0K YyCTaHOBMEH B KOHTYP. [115 onTUManbHOM
NPOV3BOAUTENBHOCTU YOEOUTECD, UTO KaHasbl BXOAa U BbIXOAa MOAKOHYEHbI MPaBUIbHO.

D-RGB neHta: [MogkntousTe 3-KOHTaKTHbIM pa3bém D-RGB neHTtbl Kk pasbémy D-RGB Ha matepuHCKkoOM mnate v K
ansTepHaTVMBHOMY BapraHTy noaxitdeHus. PacnnHoBKa pasbéma crnenytollas: +5V, Digital, nycto, Ground.

Ecnm Bbl He nnaHvpyeTe MCnofb30BaTb CBETOAMOM, MOXXHO 0bpesaTb Kabenb 3anognmuo ¢ GPU-610okoM, He pas3bupas Bcé
mnapenue. Mogmdukaumm CBETOAMOAHOM NEeHTbl 1 e€ Kabenq, BKOYas npeaHamMepeHHoe obpesaHue, yKopadvBaHue Wnm
YOMHEHME, HE MOBNMSIIOT Ha rapaHTUIO Ha OCTaslbHYIO YacTb MPOAYKTa.

O6palyeHre c Bogo6nokoMm: BioeokapTa ¢ yCTaHOBIEHHBIM BOLOOMOKOM TsXKenee, Yem paHblue. AKKypaTHO YCTaHOBUTE €€ B
kopnyc MK, ybeaMBLUMCh, YTO OHa NPaBUIbHO PacrofoXeHa 1 HaaEXKHO BCTaBeHa B cnoT pacluvperns PCl Express.

TecT Ha repMeTUYHOCTD: [lepen 3amyCKOM KOHTYPa YXUAKOCTHOIO OXNaxKaeHus 1 BKAtoYeHeMm MK pekomeHayeTcs npoBeCcT TecT
Ha FEepPMETUYHOCTb. 3anofHUTE KOHTYP OXNaKOaloLLer >XMOKOCTbIO M MPOBEpbTe Ha Haudve yTedek. [na obnerdyeHus
OBHapY»KeHWNsT yTeYeK pasMecTuTe Cyxme ByMaykHble MOSOoTEHLEA BOKPYr KOHTYypa. MoaKtoumMTe HAacoC K BHELLUHEMY WUCTOYHUKY
MUTaAHWA 1 3anycTuUTe TOMbKO HACOC, He BKMoYas apyrue KomnoHeHTol [MK. [ante Hacocy nopaboTtaTb, YTOObl 3anosHUTb
KOMMOHEHTbI CUCTEMbI YXUAKOCTHOIO OXMIaXKAEHWs, 1 MPOBEPLTE HanMuMe yTedek, 0cobeHHO B obnacTy noptoB. Ecnv yTeuka
obHapy»KeHa, crnenTe YXUAKOCTb M3 KOHTYpa, YyCTpaHuTe npobnemMy v MOBTOpWUTE TeCT neped npoaomxkeHvem. Nepen nopadven
nNTaHVa Ha KOMMNOHeHTbI MK ybeamTech, YTO BCe 3NeMeHTbI MOTHOCTBIO CyXMe, HTOObI U3bexkaTb MOBPEXKOEHUI.

[OononHuTenbHble MHCTPYMEHTbI U MHCTPYKLMK MO pa3bopke: Mbl TakyKe NpefocTaBuiv BaM OOMNONHUTENbHbIE VHCTPYMEHTDI
ansa pasbopkn Bogobroka. MNpw pa3bopke obpallaiTecb C KOMMOHEHTaMM OCTOPOXKHO, YTODbI HE MOBPeaMTb MX, OCOOBEHHO
CTEKNAHHYIO KpbIwKy. CoxpaHsanTe Bce OeTanum npu pasbopke U MCMONb3ynTe KX MOBTOPHO B TOM >Ke MOPSAKE, YTO M npu
nepBoOHavanbHoM coopke. [Npy NMOBTOPHOM YCTAHOBKE BMAEOKAPTbl 06A3aTeNbHO MOMHOCTBIO 3aMeHVTE BCe TEPMONPOKIIaaKN
TepmMonacTy. ECivy Bac eCTb BONPOCHI, HE CTECHAMTECH ObpalLaTbCs B Cny»<0y nogaep>xkm Thermal Grizzly.
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[1] O4MCTKA NOBEPXHOCTH KOHTAKTA
OuMCTUTE MOBEPXHOCTH TEMAOPACCEMBATEAS MPOLLECCOPA M
NPOLLECCOPHOTO KyAEPA CYXO#M TKAHBIO MAK M3OTMPOMMAOBBIM
CMMPTOM BbICOKOM KOHLLEHTDALLMUM.

HaHeceHue ¢ NOMOLLbIO MPUAAraemoro anfnAMKaTopa
HakpyTHTe annAMKATOP HA LLINPULL. [TOCAE 3TOrO MOXHO
HAHOCUTb NACTY. HOHECEHHbIM CAOM AOAXEH BbiTh KK MOXHO
TOHbLLIE, HO MPK STOM MOKPbIBATH BCKO MOBEPXHOCT.

MOCAE HOHECEHMS CAETKA OTTSHUTE MAYHXEP HA3CA,
4TOBbI NACTA B AMMAMKATOPE BEPHYACCH B LUMPULL. Tenepb
QAMNMAMKATOP MOXHO OTKPYTUTb M 30KPYTHTb KOAMQHOK.

HaHoCUTE C NOMOLLLLIO BXOAALLLETO B KOMMAEKT LUNaTeAs
MCNOAB3yITE BXOAALLIMM B KOMMAEKT MAQCTMKOBbIN LLINATEAD.
HaHecuTe KAMAIO TEPMAABHOM CMA3KM PAZMEPOM
NMPUMEPHO 3 X 3 MM 1 PABHOMEPHO PACMPEAEAUTE €€.

HaHocuTe 6e3 unaTeAs MAM annAMkaTopa
HaHecuTe KAnAIo TEPMOCMA3KM PASMEPOM MPUMEPHO
3x3 MM MAKM CMA3KY B X-OBPA3HOM coopme Ha
TENAOPACTPEAEAMTEAL MPOLLECCOPA. ACBAEHWE PAAUATOPA
POBHOMEPHO PACTIPEAEAUT TEPMAABHYIO CMA3KY.

BHuUMaHMeE: HOHOCHTE TEPMOMACTY O4€Hb MEAAEHHO M C
HEBOABLLMM ACBAEHMEM.

Duroenau




Kurzanleitung

APPLYING THERMAL GRIZZLY THERMAL PASTE

A

Important: Avoid eye and skin contact! Keep away from children!
Contact a doctorimmediately if swallowed or after eye contact!

o

Kurzanleitung

AUFTRAGEN VON THERMAL GRIZZLY WARMELEITPASTEN

N

Guide utilisateur
APPLICATION DE LA PATE THERMIQUE THERMAL GRIZZLY

Wichtig: Augen- und Hautkontaki vermeiden! Von Kindem
fernhalten! Bei Verschlucken oder Augenkontakt sofort einen Arzt
aufsuchen!

Important : Eviter les contacts avec les yeux et la peau! Conserver
hors de portée des enfants ! Contacter immédiatement un
médecin en cas d'ingestion ou aprés un contact avec les yeux!

Guida Rapida M

APPLICAZIONE DELLA PASTA TERMICA THERMAL GRIZZLY

Importante: Evitare il contatto con gli occhi e la pelle! Tenere
lontano dalla portata dei bambini! In caso di ingestione o di
contatto con gli occhi consultare immediatamente un medico!

s |

Guia de inicio répido

APLICACION DE PASTA TERMICA THERMAL GRIZZLY

Importante: jEvite el contacto con los ojos y la piell iMantener
alejado de los nifios! Péngase en contacto con un médico de
inmediato si se ingiere o después de contacto con los ojos!

Let |

Guia de inicio répido

APLICANDO SUA PASTA TERMICA THERMAL GRIZZLY

Importante: Evite contato com olhos e pele! Mantenha longe do
alcance de criangas. Em caso de ingestGo ou contato com os
olhos, procure imediatamente um médico .

[1] Clean the contact surface
Clean the surface of the CPU heat spreader and CPU
cooler with a dry cloth or high-percentage isopropanol.

Application with the included applicator
Screw the applicator onto the syringe. The paste can then
be applied. The applied layer should be as thin as possible,
but still cover the entire surface.
After application, pull the plunger back slightly so that the
paste in the applicatorreturns to the syringe. The applicator
can now be unscrewed and the cap screwed on.

Apply with included spatula
Use the included plastic spatula. Apply an approx. 3x 3 mm
drop of thermal grease and spread it evenly.

Apply without spatula or applicator
Apply an approx. 3x3mm drop of thermal grease or the
grease in x-form on the CPU heatspreader. The pressure of
the heatsink will then spread the thermal grease evenly.

Note: Apply the thermal grease very slowly and with a little
pressure.

[1] séubern der Kontakitfildche
Sdubern Sie zundchst die Oberfldchen von KUhler und
CPU mit einem trockenen Tuch oder hochprozentigem
Isopropanol.

Avuftragen mit beiliegendem Applikator
Schrauben Sie den Applikator auf die Spritze auf.
AnschlieBend kann die Paste, aufgetragen werden. Die
aufgetragene Schicht sollte so dUnn wie mdglich sein, aber
dennoch die gesamte Oberfldche bedecken.
Nach Anwendung den Kolben etwas zurUckziehen, so
dass die Paste im Applikator in die Spritze zurUckkehrt.
Der Applikator kann nun abgeschraubt und die
Verschlusskappe aufgeschraubt werden.

Avuftragen mit beiliegendem Spachtel
Verwenden Sie den beiliegenden Kunststoff-Spachtel (oder
eine Plastikkarte mit gerader Kante — keine metallischen
Gegenstdndel). Tragen Sie einen etwa 3 x 3 mm groBen
Tropfen auf und verstreichen Sie ihn gleichmdaBig.

Avuftragen ohne Spachtel
Tragen Sie die Paste in einen etwa 3 x 3 mm groBen Tropfen
oder in X-Form auf (siehe Abbildung). Der Kihlkdrper wird
die Paste durch den Anpressdruck gleichmdaBig verteilen.

Hinweis: Die Pasten mit etwas Druck und langsam
verstreichen.

[1] Nettoyer la surface de contact
Nettoyer la surface du processeur et du dissipateur &
I'aide d'un tissu sec ou imbibé d'isopropanol fortement
dosé.

Application avec I'applicateur fourni
Visser I'applicateur sur la seringue. La pate peut alors étre
appliguée. La couche appliquée doit étre aussi fine que
possible, tout en couvrant I'ensemble de la surface.
Aprées I'application, tirezIégérement le piston vers I'arriére
pour que la pate contenue dans I'applicateur retourne
dans la seringue. L'applicateur peut alors étre dévissé et
le bouchon vissé.

Application avec une spatule
Utiliser la spatule en plastique fournie. Déposer une
goutte de pate thermique d'environ 3 mm carré et
appliguer la uniformément

Appliquer sans spatule ni applicateur
Appliquez une goutte d'environ 3x3mm de graisse
thermique ou de graisse en forme de x sur le dissipateur
thermique du CPU. La pression exercée par le dissipateur
thermique répartira la graisse thermique de maniére
uniforme.

—(i
Remarque: Appliquer la pate tres lentement en appliquant
une faible pression.

[1] Limpiar la superficie de contacto
Limpie la superficie del disipador de calor de la CPU y el
ventilador de la CPU con un pafo seco o isopropanol
concenfrado.

Aplicacién con el aplicador incluido
Enrosque el aplicador en la jeringa. A continuacion, puede
aplicarse la pasta. La capa aplicada debe ser lo mds fina
posible, pero sin dejar de cubrir toda la superficie.
Tras la aplicacién, tire ligeramente del émbolo hacia atrds
para que la pasta del aplicador vuelva a la jeringa. Ahora
se puede desenroscar el aplicador y enroscar el tapdn.

Aplicar con la espétula incluida
Use la espdtula de pldstico incluida. Aplique en la espatula
una gota de grasa térmica de
aprox. 3x 3 mm y extiéndala de manera uniforme.

Aplicar sin espétula ni aplicador
Aplique una gota de grasa térmica de aprox. 3x3 mm o la
grasa en forma de x sobre el disipador térmico de la CPU.
La presion del disipador térmico extenderd la grasa térmica
uniformemente.

—(i
Nota: applicare la pasta termica molto lentamente ed
utilizzando poca pressione.

[1] Limpiar la superficie de contacto
Limpie la superficie del disipador de calor de la CPU y el
ventilador de la CPU con un pafio seco o isopropanol
concenirado.

Aplicacién con el aplicador incluido
Enrosque el aplicador en la jeringa. A continuacion, puede
aplicarse la pasta. La capa aplicada debe ser lo mds fina
posible, pero sin dejar de cubrir toda la superficie.
Tras la aplicacion, tire ligeramente del émbolo hacia atrds
para que la pasta del aplicador vuelva a la jeringa. Ahora se
puede desenroscar el aplicador y enroscar el tapdn.

Aplicar con la espétula incluida
Use la espdtula de pldstico incluida. Aplique en la espdtula
una gota de grasa térmica de aprox. 3 x 3 mm y extiéndala
de manera uniforme.

Aplicar sin espétula ni aplicador
Aplique una gota de grasa térmica de aprox. 3x3 mm o la
grasa en forma de x sobre el disipador térmico de la CPU.
La presion del disipador térmico extenderd la grasa térmica
uniformemente.

Nota: aplique la grasa térmica muy lentamente y
con un poco de presion.

[1] Limpe a superficie
Limpe a superficie do CPU e a base do seu cooler, com um
pano seco ou use dlcool isopropilico.

Aplicag@o com o aplicador incluido
Enroscar o aplicador na seringa. A pasta pode entdo ser
aplicada. A camada aplicada deve ser tdo fina quanto
possivel, mas ainda assim cobrir toda a superficie.
Apds a aplicacdo, puxar ligeiramente o émbolo para trds
para que a pasta no aplicador volte para a seringa. O apli-
cador pode agora ser desenroscado e a tampa enroscada.

Aplicag@o com a espatula inclusa
Usando a espdtula inclusa aplique uma gota de aprox. 3 x
3mm e espalhe uniformemente.

Aplicar sem espatula ou aplicador
Aplicar uma gota de aproximadamente 3x3mm de massa
térmica ou a massa em forma de x no dissipador de calor
da CPU. A pressdo do dissipador de calor espalhard a
massa térmica uniformemente.

Nota: Aplique a pasta térmica bem devagar e com pouca
pressdo.
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PUTTY Ii, PUTTY Iﬂ, PUTTY Ii, PUTTY Ii,

Methode 1 (FUr groBe Fldchen empfohlen): Method 1 (Recommended for large areas): Méthode 1 (Recommandée Pour les grandes surfaces) ] Método 1 (Recomendado para dreas grandes):
m Enfnah@m‘e des Puttys mit Hilfe des beigelegten [1]Remove the putty using the included spatula. [1]Retirez la'pate en ufilisant la spatule fournie. [1] Retire la'masilla usando la espatula incluida.
pachtels.
[2] Aplique la masilla con la espatula.
[2] Auftragen des Puttys via Spachtel. [2] Apply the putty with the spatula. [2] Appliquez la pate avec la spatule.
) Extienda la masilla de manera uniforme.
[3] Gleichmd&Biges Verteilen des Puttys. [3]Spread the putty evenly. [3] Etalez la pate uniformément.

. [4)El exceso de masilla se puede refirar con la
[4] Uberstehendes Putty kann mit dem Spachtel [4] Excess putty can be removed with the spatula. [4] L'excédent de pate peut étre retiré avec la spatule. espatula.
entfernt werden.

Methode 2 (FUr kleine Fldchen empfohlen, Method 2 (Recommended for small areas, wear Méthode 2 (Recommandée pour les petites surfaces, Método 2 (Recomendado para dreas pequenas,
Schutzhandschuhe Tragen‘: . rofective gloves): . . orfer des gants de protection) : use guantes de proteccion): . . .
Kl Enfnah@m‘e des Puttys mit Hilfe des beigelegten Remove Tthe putty using the included spatula. & Retirez Ia pate en utilisant la'spatule fournie. [1]Retire la masilla usando la espatula incluida.
pachtels.
[2]Modele la masilla en pequenas bolas. Si cubre
[2]Formen des Puttys. Das Putty wird zu Kigelchen [2]Shape the putty into small balls. If covering multiple [2]Faconnez la pate en petites boules. Si plusieurs varias superficies (por ejemplo, reguladores de
geformt. Werden mehrere Oberfléchen (z.b. surfaces (e.g., voltage regulators), the balls should surfaces doivent étre couvertes (par ex. les voltaje), las bolas deben tener el mismo tamano.
Spannungswandler) abgedeckt, sollfen die be of equal size. régulateurs de tension), les boules doivent avoir la
Kigelchen gleich groB sein. méme taille.
[3]Press the balls onto the surface to be covered. [3]Presione las bolas sobre la superficie a cubrir.
Porgss?l ‘di% KUgelchen auf die abzudeckende [3]Pressez les boules sur la surface & couvrir.
erfléche
. [4] Excess putty can be removed with the spatula. [4]'excédent de pate peut étre retiré avec la spatule. [4]El exceso de masilla se puede retirar con la
[4] Uberstehendes Putty kann mit dem Spachtel espatula.

entfernt werden.

—® —-® —-® o

Hinweis: Das Thermal Putty sollte gleichmdBig aufgetragen Note: Thermal Putty should be applied evenly. After Remarque : La pate thermique doit étre appliquée Nota: La masilla térmica debe aplicarse uniformemente.
werden. Nach dem Auftragen prifen, ob das Putty mit application, ensure that the putty has contact with both uniformément. Apres 'application, vérifiez que la pate est Después de la aplicacién, asegurese de que la masilla
den beiden zu verbindenden Oberfldchen Kontakt hat. surfaces to be connected. en contact avec les deux surfaces & connecter. esté en contacto con ambas superficies a conectar.
] ] ] ] ] ]
PUTTY IL, PUTTY Il, PUTTY IC_"‘, PUTTY IL, Iﬂ, PUTTY Iﬂ,
Metodo 1 (Consigliato per aree grandi): Método 1 (Recomendado para dreas grandes): Jrik (AT RmR) FiE (GO EFEICHESE) MeToA 1 (PEKOMEHAYETCS AAS BOABLLIMX MOBEPXHOCTEN):
[1]Rimuovere la pasta utilizzandd la spatola inclusa. [1]Remova a massa usando a espatuldincluida. (] 8 FH B e F 1) T M ABONSEFE>T/NTERIHLET, [1] M3BAEKMTE 30MA3KY C MOMOLLLBIO MPUAQraemoro
LLNGTEAS.
2RI ASHEFE>TINTERHBLET, [2] HaHecuTe 3aMAa3Ky LLNATEAEM.
[2] Applicare la pasta con la spatola. [2] Aplique a massa com a espatula. [2] & AR DR PABHOMEPHO PACMPEAEAMTE 3AMA3KY.
INTE—I R, M3AMLLIKM 30MO3KM MOXHO YACAWTD LLINATEAEM.
[3] Distribuire la pasta in modo uniforme. [3] Espalhe a massa uniformemente. 3] 5 MR R DR
‘ ' . ) ) A &ABENTENS TR ELTEET,
[4] L'eccesso di pasta pud essere rimosso con la [4] O excesso de massa pode ser removido com a [4] % 4xioel AT LA I T 22K
spatola. espatula.
Metodo 2 (Consigliato per aree piccole, indossare Método 2 (Recomendado para dreas pequenas, o ) o FE2 UNEOERBICHRE REFREEALTIEEWL: ) I MeTOA 2 (PEKOMEHAYETCA AAST HEBOAbLLIVX
uanti protettivi): use luvas de protecdo): j o Fike (EGFERT/NER, 8 LB TFE) - MABOANSEFE>TNTEBRVHLET, NOBEPXHOCTEMN, CMOAb3YITE 3ALLIMTHBIE MEPHAaTKM):
% Rimuovere la'pasta utilizzando la spatola inclusa. [1]JRemova a massa usando a espatula incluida. [0 el P i Bt ) 3500 T B B . il [T]U13BAEKMTE 30MA3KY C TOMOLLLBIO MPUAQIAEMOro
) . . RINFERNEGRRICEZE T ERORE (f: BELF1 LUNATeAS.
R . . 214 B0RHE /MR . IR B 2ARIE (I EIIRS) L—2—)ZAIN\—F D58 KOXEETZH 2] .
[2]Modellare la pasta in piccole sfere. Se si coprono [2]Modele a massa em pequenas bolas. Se cobrir JNER IS A/ N—%k ECTDRENGIET, [2] ChopmMpyYITE 30MA3KY B MOAEHBKME LLIAPUKM.
piu superfici (ad esempio, i regolatori di tensione), le vdrias superficies (por exemplo, reguladores de ECAM NOKPBIBAETCH HECKOABKO MOBEPXHOCTEMN
sfere devono avere la stessa dimensione. voltagem), as bolas devem ter o mesmo tamanho. [B] 44 /N i 3] e i 24 (AT Blan—daExmicsa® £, (3] (HaMpUMEP, PETYAATOPBI HANPIKEHMS), LUAPWKK
AOAXHbI GbITb OAMHOKOBOTO Pa3mepal.
. ) ) - (4] 2 4 B0 T AR FL T o £ FENS TRYBRLTEN TEET, [@)gde See 7702 AT 5 AdFy
[3]Premere le sfere sulla superficie da coprire. [3] Pressione as bolas na superficie a ser coberta. [3]HaXMHUTE HO LLAPKKHM, HTOBI MOKPbITL HY>KHYIO
MOBEPXHOCTb.
[4]L'eccesso di pasta puo essere rimosso con la
spatola. [4]O excesso de massa pode ser removido com a [4] VI3AMLLIKM 30MA3KM MOXHO YAQAMTD LLINATEAEM.
espatula.
Nota: La pasta termica deve essere applicata Nota: A massa térmica deve ser aplicada uniformemente. TR HURMN 550 90K FE H—<UST I IC R T AREN G E T, B E. /S i dAE HEE w2 Ex ool FUr) L F, HE 7} Mprmeuarre: TepmonacTa AOAKHA  GbiTb  HAHECEHA
uniformemente. Dopo l'applicazione, assicurarsi che la Apbs a aplicacdo, certifique-se de que a massa esteja em WHRIE, BRSO TR T T i T B A OREICERL TV BT EEREBLTRE, AL 7w mEel] HEhR 9K SAelsaiAl L. POBHOMEPHO. foCAe HOHeceHks ybeantech, 4To nacra
pasta sia a contatto con enframbe le superfici da contato com ambas as superficies a serem conectadas. KOHTAKTMPYET C 06EUMM COEAMHIEMbIMM MOBEPXHOCTIMM.
collegare.
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